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Überblickim
Zahlen & Fakten

Die LPKF Laser & Electronics AG in Garbsen bei Hannover 
produziert Anlagen und Geräte für Elektronikentwicklung 
und -fertigung. Sie ist weltweiter Marktführer für Laser-
anlagen zur Herstellung von Lotpastenschablonen und für 
umweltfreundliche Lösungen zum Rapid PCB Prototyping 
von Leiterplatten. Von Beginn an setzte LPKF auf Innovati-
on und höchste Produktqualität.
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Gründung LPKF und Einführung der ersten 
Prototyping-Systeme

Zweigstellengründung USA

Einführung eines Prototyping-Komplettsystems 
inkl. CAD-Programm

Einstieg in Lasertechnik und Lasermaterialbear-
beitung

Neues Firmengebäude in Garbsen

Erster StencilLaser

Erste Entwicklungsprojekte zur Laserstrukturierung 
von Schaltungsträgern

Umwandlung in eine AG und Börsengang

Niederlassung in China

Erste Laseranlagen für die Leiterplattenproduktion

Ausbau des Dienstleistungssektors

Erste Produktionsanlagen für Sensoren nach dem 
LPKF-LDP-Verfahren

Start der Serienfertigung nach dem LPKF-LDS-Ver-
fahren
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3D-MID
Dreidimensional spritzgegossener Schaltungsträger mit aufge-
brachter Leiterbildstruktur (MID: Molded Interconnect Device).

Dotierung
Behandlung eines Kunststoffs mit speziellen Wirksubstanzen. 

Flip-Chip-Technologie 
Ein nackter Chip wird kopfüber auf ein Substrat (z.B. eine 
Leiterplatte) montiert. Die Verbindung zwischen beiden wird 
über Bumps (s. Wafer Bumping) realisiert. Nach dem Löten 
und Testen des Flip-Chips wird ein Harz aufgetragen und aus-
gehärtet. Dieses dient als Gehäuse.

Fräsbohrplotter
Gerät zur mechanischen Strukturierung von Leiterplatten im 
Rahmen des Rapid PCB Prototyping.

LDP-Verfahren
Eine dünne Metallschicht wird von einem Kunststoff mittels 
Laserstrahl abgetragen, um feinste Leiterbildstrukturen zu 
erzeugen. 

LDS-Verfahren
(LDS: Laser Direkt Strukturierung) Ein spezielles laserbasiertes 
Herstellungsverfahren von MIDs. Durch Laserstrukturierung  
der Oberfl äche eines Kunststoffs, der mit speziellen Wirk-
substanzen behandelt wurde, werden Metallatome freigelegt. 
Diese dienen der anschließenden Metallisierung und damit 
dem Aufbau einer Leiterbildstruktur. 

Lotpastendruck 
Strukturiertes Aufdrucken einer Lotpaste in Form von kleinen 
Depots auf einer Leiterplatte, einem Package oder einem 
Wafer.

Packaging 
Das Packaging (Electronic Packaging) beschreibt den Prozess 
der Verkapselung  von elektronischen Komponenten (z.B. Tran-
sistoren) oder Halbleiterschaltungen (z.B. Chips) in einem 
Gehäuse zum Schutz vor mechanischer und chemischer Be-
schädigung.  

Rapid PCB Prototyping
Verfahren zur Herstellung von Prototyp-Leiterplatten im eige-
nen Labor.

Rolle-zu-Rolle-Verfahren
Ähnlich einer Filmrolle wird ein metallisiertes Kunststoffband 
an einem Laserstrahl vorbeigeführt und mittels LDP-Verfahren 
strukturiert. 

Stencil 
Eine dünne Metallfolie aus Edelstahl, in die mit Hilfe eines 
Lasers (StencilLaser) feine hochpräzise Öffnungen für den 
Lotpastendruck geschnitten werden.  

StencilLaser 
Lasersystem zum Schneiden von feinen hochpräzisen Öffnun-
gen in eine Schablone für den Lotpastendruck (Stencil).

Stenciltechnologie
Eine Methode, um Lotpastendepots unter Anwendung einer 
Schablone (Stencil) auf eine Leiterplatte, ein Package oder 
einen Wafer (Wafer Bumping) aufzudrucken. 

Wafer Bumping
Das Wafer Bumping beschreibt ein Verfahren, um einen Wafer 
(Silizium-Scheibe mit integrierten Schaltkreisen) mit speziellen 
Lotdepots (Bumps) zu versehen. 

Wafer Level Packaging (WLP) 
Beim Wafer Level Packaging sind die Größe des Schaltkreisge-
häuses (Package) und die Größe des Chips annähernd gleich. 
Hierdurch kann ein solches Gehäuse verkleinert werden, was 
zu einer weiteren Miniaturisierung elektronischer Geräte führt.

Glossar der Fachbegriffe
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3Grußwort des Vorstandsvorsitzenden

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

in den vergangenen Jahren hatte die Elektronikindustrie mit 
vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die nur schwach ausge-
prägte Investitionsbereitschaft wirkte sich insbesondere bei 
den Anbietern von Produktions- und Entwicklungstechnologie 
unmittelbar auf die Umsätze aus. Auch unser Unternehmen 
war von dieser Entwicklung betroffen. Doch nun scheint dieses 
Tief überwunden. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir für 
den Berichtszeitraum wieder einen Anstieg der Umsätze – ein 
Wachstumstrend, der sich im vierten Quartal 2004 noch ein-
mal eindrucksvoll bestätigt hat. 

  Die Gründe für diese erfreulichen Ergebnisse lassen sich 
klar benennen: Sowohl auf dem Sektor Rapid PCB Prototyping 
als auch im Bereich Schablonenfertigung haben wir zu Beginn 
des Jahres 2004 wichtige Neuentwicklungen auf den Markt 
gebracht, die von unseren Kunden sehr positiv angenommen 
worden sind. Gute Umsätze ließen sich insbesondere mit 
einem neuen High-End-Modell aus der Fräsbohrplotter-Serie 
erzielen – hier lagen bereits vor Abschluss der Entwicklung die 
ersten Bestellungen vor. Ebenfalls auf große Nachfrage stieß ein 
neuartiges Modell aus der StencilLaser-Familie, der Micro Cut. 
Auch hierbei handelt es sich um ein echtes High-End-Pro dukt. 
So ist es uns gelungen, die Schneidgeschwindigkeit und damit 
die Produktivität der Stencilherstellung sprungartig zu steigern 
und damit neue Anwendungsfelder für diese Technologie zu 
eröffnen. Für unsere Kunden bedeutet dies die Chance zur Ge-
schäftserweiterung und einen schnellen Return of Investment. 
Deutlich zeigt sich hier unsere Strategie einer klaren Orientie-
rung am Kundennutzen. 

  Unseren Marketingschwerpunkt haben wir im vergangenen 
Jahr auf den Wachstumsmarkt der Leiterplattenproduktion ver-
lagert. Bei den lasergestützten Anwendungen rückt anstelle 
des Bohrens mehr und mehr das Schneiden von starren und 
fl exiblen Schaltungsträgern in den Mittelpunkt des Interesses. 
Gerade bei der Fertigung von Kleinserien zeigen sich in tech-
nischer wie wirtschaftlicher Hinsicht die Vorteile dieser Tech-
nologie gegenüber den herkömmlichen Produktionsverfahren 
– ein Potenzial, das auch von unseren Kunden immer stärker 
erkannt wird. Dank einer vorausschauenden Entwicklungs-
politik hat sich LPKF im Bereich des Laserschneidens in den 
letzten Jahren einen sehr guten Ruf als kompetenter Partner 
erworben. 

  Im Geschäftsbereich dreidimensionale Schaltungsträger 
bzw. 3D-MIDs haben wir durch den Aufbau eines Netzwerks 
aus Materiallieferanten, Produktionsdienstleistern und Bedarfs-
trägern im zurückliegenden Jahr einen bedeutenden Schritt in 
Richtung Vermarktung dieser zukunftsträchtigen Technologie 
getan. Durch die Einbindung namhafter Partner wie Lanxess, 
BASF, Degussa und Ticona ist es uns gelungen, wichtige Mul-
tiplikatoren für die Etablierung des von LPKF entwickelten 
Herstellungsverfahrens zu gewinnen. Derzeit wird die Technolo-
gie auch in sicherheitsrelevanten Bereichen bereits mit Erfolg 
angewandt. Demgegenüber hat der Umsatz aus dem Verkauf 
von entsprechenden Laseranlagen für die 3D-MID-Herstellung 

noch lange nicht die angestrebte Größe erreicht. Einmal mehr 
zeigt sich, dass bei der Einführung grundlegend neuer Lösun-
gen stets Widerstände zu überwinden sind. Dieser Prozess be-
nötigt angesichts potenzieller Anwender, die eine neue Tech-
nologie zunächst in der Praxis bewährt sehen wollen, einfach 
seine Zeit. 

  Als Hemmschuh für eine noch stärkere Umsatzsteigerung 
im Berichtszeitraum erwies sich die Entwicklung des Dollar-
kurses. Gerade für ein so exportorientiertes Unternehmen wie 
LPKF bergen solche Währungskursschwankungen ein nicht zu 
unterschätzendes Risiko. 

  Alles in allem lassen uns die erzielten Ergebnisse jedoch 
mit großer Zuversicht in die Zukunft blicken. Der negative 
Trend in der Elektronikindustrie scheint endgültig gebrochen. 
LPKF hat offensiv auf diese Entwicklung reagiert und setzt 
auch in puncto Betriebsstruktur auf weiteres Wachstum: Eine 
umfangreiche, an funktionalen Kriterien ausgerichtete Neu-
ordnung der Unternehmensorganisation und eine stärkere 
Bündelung von Kompetenzen sorgt für mehr Flexibilität und 
eine noch bessere vertriebliche und marketingorientierte 
Ausrichtung der Mitarbeiter innerhalb der AG. Im Zuge der 
Umstrukturierung in der Unternehmensführung verantwortet 
seit dem vergangenen Herbst Bernd Lange als zweiter Vorstand 
die Bereiche Marketing und Entwicklung. Unsere Mitarbeiter 
tragen all diese Veränderungen mit großem Engagement mit. 
Ihr Einsatz und ihr Know-how bilden auch weiterhin die wich-
tigste Grundlage für den Erfolg unseres Unternehmens. 

  Mit einer Vielzahl neu entwickelter Produkte hat LPKF 
die besten Voraussetzungen für eine positive Geschäftsent-
wicklung geschaffen. Sämtliche Neuentwicklungen – von der 
Stenciltechnologie über das Rapid PCB Prototyping bis hin 
zur Leiterplattenproduktion – zielen auf bereits bestehende, 
gut etablierte Märkte. Den Anwendern bieten sie hinsichtlich 
Produktivität wie auch beim Bedienkomfort einen deutlich ge-
steigerten Kundennutzen. Auf dieser Basis erwarten wir in den 
nächsten drei Jahren deutliche Umsatzzuwächse: für 2005 
ein Wachstum auf 30 Millionen Euro. Im Jahr 2007 rechnen 
wir mit einer Umsatzverdoppelung im Vergleich zu 2004 auf 
50 Millionen Euro. Die gute Resonanz, auf die unsere neuen 
Produkte bereits jetzt am Markt stoßen, wie auch das weiter-
hin bestehende Potenzial bilden die realistische Grundlage für 
diese Prognose.

Ich freue mich auf eine weiterhin angenehme Zusammenarbeit. 

Garbsen, im März 2005

Bernd HackmannBernd Hackmann
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Bericht des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr wurden zehn formelle Aufsichtsratssitzungen 
durchgeführt. Darüber hinaus war das Jahr 2004 durch eine 
besonders enge Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und 
LPKF-Management geprägt. Der Grund dafür war unter ande-
rem die Umstrukturierung des Vorstands, über die im Berichts-
jahr bereits ausführlich informiert wurde. Diese Umstrukturie-
rung ging einher mit einer Reorganisation des mittleren und 
unteren Managements, die schon nach kurzer Zeit zu einem 
deutlichen Motivationsschub bei den Mitarbeitern sowie insge-
samt zu positiven Effekten führte. 

  Des Weiteren waren wichtige strategische Entscheidungen 
bezüglich der Produktstrategie, insbesondere im Kunststoff-
bereich, zu treffen. Langfristig angelegte Projekte wie 3D-MID 
und Laserstrahlkunststoffschweißen sollen uns neue Märkte 
erschließen im Bereich Automotive, Medizin und Telekommu-
nikation; vor allem der Schweißbereich belastet jedoch aktuell 
noch das Konzernergebnis. Aufgrund der guten Ansätze, die 
sich in der Vermarktung dieser Systeme gezeigt haben, ist der 
Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand zu dem Schluss ge-
kommen, diese Segmente parallel zu kostensenkenden Maß-
nahmen zu forcieren, um mittel- und langfristig eine alleinige 
Abhängigkeit vom Elektronikmarkt zu vermeiden. Bereits für 
das Jahr 2005 sind für den Thermoplastbereich schwarze 
Zahlen geplant.

  Das vergangene Geschäftsjahr war zudem gekennzeichnet 
durch mehrere bedeutende Produktentwicklungen, die in den 
Folgejahren die Chance für erhebliche Umsatz- und Gewinn-
steigerungen eröffnen. 

  Der Aufsichtsrat sieht trotz des verhaltenen Geschäftsver-
laufs in 2004 alle Voraussetzungen für eine positive Unterneh-
mensentwicklung in den kommenden drei Jahren erfüllt.

  Das Risikomanagement wird wie bisher in enger Zusam-
menarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat praktiziert. 
Die Werkzeuge zur Risikofrüherkennung werden fortlaufend op-
timiert, so dass eine systematische Prüfung entsprechend dem 
Risikomanagementhandbuch gewährleistet ist und potenzielle 
Probleme permanent lokalisiert werden können. Die Risikoin-
ventur und das bewährte Qualitätsmanagementsystem nach 
DIN EN ISO 9001:2000 bieten ständig aktualisierte Daten 
zur frühen Erkennung und Minimierung von Risiken. Der aktu-
alisierte Corporate Governance Kodex wird umgesetzt, und die 
Entsprechenserklärung gemäß §161 Aktiengesetz ist im Inter-
net veröffentlicht. Die LPKF Laser & Electronics AG hat somit 
den Corporate Governance Kodex angenommen und erfüllt ihn 
mit den im Internet dargestellten Ausnahmen.

  Der Aufsichtsrat hat der PwC Deutsche Revision Aktien-
gesellschaft den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss und 
Konzernabschluss 2004 gemäß Beschluss der Hauptversamm-
lung erteilt. Einzel- und Konzernabschluss wurden geprüft 
und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des 
Abschluss prüfers versehen. 

  Der Abschlussprüfer hat an der Sitzung des Aufsichtsrats 
teilgenommen, über die Prüfung des Jahresabschlusses berich-
tet und seine ergänzenden Auskünfte erteilt. Der Aufsichtsrat 
hat Jahresabschluss, Lagebericht und Gewinnverwendungs-
vorschlag geprüft und den Jahresabschluss gebilligt. Dieser 
ist damit festgestellt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen bei 
der Hauptversammlung am 1. Juni 2005 vor, aus dem für 
das Geschäftsjahr 2004 in Höhe von € 1.447.053,91 aus-
gewiesenen Bilanzgewinn der LPKF Laser & Electronics AG 
eine Dividende von 4 Cent je Stückaktie, das sind insgesamt 
€ 425.915,80, auf das dividendenberechtigte Grundkapital 
von € 10.647.895,00 an die Aktionäre auszuschütten, einen 
Betrag in Höhe von € 1.000.000,00 in die Gewinnrücklagen 
einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue 
Rechnung vorzutragen. Der Konzernabschluss, der Bericht über 
die Lage des Konzerns und der Bericht des Konzernabschluss-
prüfers haben bei den Beratungen mit dem Vorstand und den 
Abschlussprüfern vorgelegen. Der Aufsichtsrat hat den Kon-
zernabschluss und den Konzernlagebericht geprüft und an-
schließend den Konzernabschluss gebilligt.

  Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand, beim Be-
triebsrat, bei den Mitarbeitern, bei den Geschäftsführungen 
und Mitarbeitern der Tochtergesellschaften und bei den welt-
weit kooperierenden Unternehmen für die geleistete Arbeit in 
2004. Der LPKF-Konzern hat zwar im Berichtsjahr noch nicht 
das gewünschte Ergebnis erzielt, aber alle Weichen sind auf 
wachsenden Erfolg gestellt. Geholfen hat uns das Vertrauen 
einer Vielzahl von Kunden, eine gute Zusammenarbeit mit 
Lieferanten sowie auch langfristige Partnerschaften mit For-
schungsinstituten, bei denen allen wir uns gleichermaßen 
bedanken.

Garbsen, im März 2005
für den Aufsichtsrat

Bernd HildebrandtBernd Hildebrandt
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7Corporate Governance Kodex

Entsprechenserklärung gemäß § 161 Aktiengesetz

Vorstand und Aufsichtsrat der LPKF Laser & Electronics AG haben den Empfehlungen des 
Corporate Governance Kodex gemäß der am 4. Juli 2003 im elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlichten amtlichen Bekanntmachung entsprochen und werden dies auch zukünftig tun.

  Vorstand und Aufsichtsrat haben den Corporate Governance Kodex geprüft, wobei festge-
stellt wurde, dass bei der LPKF Laser & Electronics AG schon von Beginn der Börseneinführung 
an die Unternehmensführung weitestgehend nach den Verhaltensregeln des Corporate Gover-
nance Kodex betrieben wird.

In folgenden Punkten weicht die Unternehmensführung der LPKF Laser & Electronics AG vom 
Kodex ab:

- Der Aufsichtsrat der LPKF Laser & Electronics AG besteht aufgrund der Unternehmensgröße 
sinnvollerweise aus drei Personen. In diesem Umfang ist ein effi zientes Arbeiten gewährleistet. 
Deshalb werden Ausschüsse im Aufsichtsrat nicht gebildet. Dies gilt ebenso für einen Prüfungs  -
ausschuss.

- Die Quartalsberichte werden aufgrund von umfangreichen Konzernverfl echtungen spätestens 
60 Tage nach Berichtszeitraum veröffentlicht. Dieser Zeitraum wird jedoch jährlich überprüft, 
um ggf. eine Verkürzung vornehmen zu können.

- Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird nicht individualisiert dargestellt, sondern in Ge-
samtsumme, aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit 
langfristiger Anreizwirkung.

- Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird nicht individualisiert dargestellt, sondern in 
Gesamtsumme. 

  Die Entsprechenserklärung gemäß §161 Aktiengesetz ist im Internet unter www.lpkf.de 
ver öffentlicht und allen Aktionären und potenziellen Investoren dauerhaft zugänglich gemacht 
worden. 

Garbsen, im März 2005
LPKF Laser & Electronics AG

Bernd HackmannBernd Hackmann
Vorstandsvorsitzender

Bernd HildebrandtBernd Hildebrandt
Aufsichtsratsvorsitzender
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Die Hauptversammlung

Organe der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat

Bernd Hildebrandt, Vorsitzender

Klaus Sülter, stellvertretender Vorsitzender

Dr. Heino Büsching

Der Vorstand

Bernd Hackmann, Vorsitzender

Bernd Lange1

Dr. Jörg Kickelhain2

Christoph Wiese3

1 Vorstandsmitglied seit dem 18. November 2004

2 aus dem Vorstand ausgeschieden am 29. Februar 2004

3 aus dem Vorstand ausgeschieden am 30. September 2004

2004
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1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft 

Die Weltwirtschaft im Allgemeinen verzeichnete im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr einen deutlichen Aufschwung. Nach einer 
Erhebung des VDMA ist der Auftragseingang im Maschinenbau 
auf Jahressicht mit einer zweistelligen Prozentrate gewachsen, 
getragen insbesondere durch eine Belebung im Auslandsge-
schäft. Vor diesem Hintergrund zogen die deutschen Exporte 
stark an. Auch für die gesamte Elektronikbranche und damit 
auch für die Kunden des LPKF-Konzerns war das Geschäfts-
jahr 2004 ein Jahr des Aufbruchs. Während hier im ersten 
Quartal noch eine sehr gebremste Nachfrage zu spüren war, 
verbesserte sich die Lage zunehmend im weiteren Jahresver-
lauf. Speziell im Segment Laser führte die bessere Auftrags-
lage bei den Kunden allerdings erst mit Verzögerungen zu 
Neu- und Ersatzinvestitionen. Hier zeigte sich immer mehr 
die Tendenz der Kunden, Investitionen erst bei Vorliegen kon-
kreter Aufträge und immer weniger aufgrund einer positiven 
Grundstimmung zu tätigen. Dabei steht immer der Wunsch 
nach einer schnellen Amortisation der Maschinen im Vorder-
grund. Auch der Trend einer Verlagerung von Produktions- und 
zuneh mend auch von Entwicklungskapazitäten von Europa und 
Nord amerika nach Asien ist ungebremst. Demzufolge ist Asien 
für LPKF die Region mit dem stärksten Umsatzwachstum. 
Die In vestitionszurückhaltung der letzten drei Jahre führt darü-
ber hinaus dazu, dass u.a. Konkurrenzdruck die LPKF-Kunden 
zu Ersatzinvestitionen zwingt.

  Im Segment Rapid PCB Prototyping treffen die Kunden In-
vestitionsentscheidungen nach anderen Kriterien. Sowohl bei 
staatlichen als auch bei privaten Institutionen und Unterneh-
men bestimmt insbesondere ein Budgetverhalten die Inves-
titionszyklen. Die in Vorjahren erheblich gekürzten Budgets 
wurden zumindest punktuell aufgestockt, bleiben aber weiter 
unter Druck.

  Insgesamt zeigte sich in allen Produktbereichen, dass Kun-
denorientierung und damit verbunden Neu- und Weiterentwick-
lungen der Produktpalette in dem geschilderten sich schnell 
verändernden Umfeld wesentliche Voraussetzung für Absatzer-
folge und Konzernwachstum sind. Die Strategie der Vorjah-
re, bei einer Reduzierung der Aufwandspositionen nicht die 
umsatznahen Produktentwicklungen zu gefährden, zahlt sich 
damit zunehmend aus und bildet die Grundlage für zukünftige 
Erfolge des LPKF-Konzerns.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung 

Der Umsatz des Konzerns ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 
im Vergleich zu 2003 um 11,0% gewachsen. Wachstumstrei-
ber war das Segment Rapid PCB Prototyping mit einem Um-
satzanstieg von 8,1% auf 9,83 Mio. €. Aber auch im Pro-
duktsegment Laser konnte der Umsatz von 12,31 Mio. € auf 
12,98 Mio. € gesteigert werden, was einem Umsatzanstieg 
von 5,5% entspricht. Dabei zeigte insbesondere der Produkt-
bereich Leiterplattenproduktionsanlagen ein überproportional 
starkes Umsatzwachstum. In beiden Segmenten gingen die 
positiven Impulse von neu- bzw. weiterentwickelten Produk-
ten aus. So überzeugten die Verkaufserfolge des Ende 2003 
in den Markt eingeführten Vollautomaten ProtoMat® H100 im 
Bereich Rapid PCB Prototyping und des neuen, ab der zweiten 
Jahreshälfte 2004 angebotenen LPKF MicroCut, der zu einer 
neuen Generation von schnelleren und noch präziseren Stencil-
Lasern gehört. Beide Maschinen sind dem High-End-Bereich 

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs in ihrem Produktsegment zuzuordnen. Nach dem schwachen 
Vorjahr kam auch bei den Leiterplattenproduktionssystemen 
neuer Schwung auf. Das Volumen der Umsätze im Bereich 
der 3D-MID-Technologie konnte zwar gesteigert werden, er-
füllte jedoch noch lange nicht die hochgesteckten Erwartun-
gen. Gleiches gilt für den Verkauf von Systemen für das La-
serstrahlkunststoffschweißen. Dieser Produktbereich befi ndet 
sich immer noch im Aufbau und belastete weiterhin erheblich 
das Ergebnis des LPKF-Konzerns. In beiden Bereichen ist das 
Kundeninteresse groß, was sich auch in weiter steigenden Kun-
denbemusterungen zeigt. Belastend wirkte sich allerdings auch 
der zunehmend schwache US-Dollar aus, der im Berichtsjahr 
im Vorjahresvergleich zu direkten Umsatzverlusten bei den 
in Dollar fakturierten Erlösen von 0,46 Mio. € führte und die 
Margen erheblich unter Druck setzte. Neben diesen direkten 
negativen Auswirkungen sind hier auch indirekte Auswirkungen 
wie entgangene Aufträge zu nennen: Die Konkurrenz aus dem 
Dollar-Raum und aus Asien profi tierte von der beschriebenen 
Kursentwicklung. 

  Die regionale Verteilung der Umsatzerlöse verschiebt sich 
zunehmend vom amerikanischen und europäischen Markt 
nach Asien. In dieser für LPKF strategisch so wichtigen Regi-
on konnte ein Umsatzwachstum von 50,0% erreicht werden. 
Die Struktur der Umsatzerlöse sowohl regional als auch in den 
Segmenten kann auch weiterhin als ausgewogen bezeichnet 
werden.

  Eine weiter anhaltende positive Entwicklung des LPKF-Kon-
zerns zeichnet sich in den im Vorjahresvergleich gestiegenen 
Auftragseingängen des Berichtszeitraums und dem um 27,4% 
erhöhten Auftragsbestand am Bilanzstichtag von 2,4 Mio. € ab. 

3. Produktion und Beschaffung 

Die LPKF Motion & Control GmbH in Suhl ist Hauptlieferant 
der von ihr entwickelten Maschinensteuerungen für die Laser-
systeme und Protomaten. Darüber hinaus werden Konzernsy-
nergien genutzt und die LPKF Motion & Control für Neuent-
wicklungen im Bereich Rapid PCB Prototyping herangezogen.
Fräsbohrplotter und zusätzliches System-Equipment für das 
Rapid PCB Prototyping sowie alle eigengefertigten Laserquel-
len werden von dem Tochterunternehmen LPKF Laser & Elek-
tronika d.o.o., Kranj/Slowenien geliefert. Zunehmend wird im 
Bereich des Rapid PCB Prototyping-Zubehörs die eigentliche 
Produktion an Systemzulieferer ausgegliedert. Neben den Kon-
zerngesellschaften gibt es für Komponenten und Dienstleis-
tungen eine Vielzahl von Zulieferern, wobei aber mit weniger 
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als 10% der Gesamt-Lieferantenanzahl ca. 90% des Beschaf-
fungsvolumens abgewickelt wird. Die Kapitalbindung in Vorrä-
ten ist gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen, insbesonde-
re als Folge der steigenden Umsatzvolumina, einem erhöhten 
Auftragsbestand sowie als Basis für die geplanten Umsätze in 
der nahen Zukunft. Bei den Vorräten handelt es sich einerseits 
um auftragsbezogene Artikel, andererseits aber auch um neue 
Produkte, deren Bevorratung relativ kurze Lieferzeiten sicher-
stellt, wenn der Kunde seine Investitionsentscheidung getrof-
fen hat. Die Lieferung „ab Lager“ im Segment Rapid PCB Pro-
totyping betrachtet LPKF als strategischen Vorteil. Es gilt hier 
aber immer wieder, ein Optimum aus Verfügbarkeit und Kapi-
talbindung in Vorräten zu fi nden. LPKF bedient sich hier eines 
ausgefeilten Produktionsplanungs- und Steuerungssystems und 
einer rollierenden Primärbedarfsplanung.

  Die zweite komplette Auditierung des Qualitätsmanage-
mentsystems DIN EN ISO 9001:2000 konnte mit Erfolg in 
den Produktionsstandorten Garbsen und Suhl absolviert wer-
den. In mehreren Tagen wurde von der Zertifi zierungsgesell-
schaft BVQI-Dasa-Zert die Prozesssicherheit inklusive der Risi-
kofrüherkennung geprüft und als bewährtes System durch den 
Auditor beurteilt.

4. Investitionen 

Wie bereits im Vorjahr wurden die geplanten Anlageninvesti-
tionen nicht vollständig realisiert. Ursächlich hierfür war die 
Streichung von Investitionsvorhaben für Projekte, deren Um-
satznähe und wirtschaftlicher Nutzen für den Konzern zu ge-
ring waren. In Sachanlagen sowie immaterielle Vermögenswer-
te wurden insgesamt T€ te wurden insgesamt T€ te wurden insgesamt T 1.399 und damit 30,1% mehr als im 
Vorjahr investiert.

  Die wesentlichen Investitionen sind im Bereich der Anlagen 
für die Entwicklung sowie im Dienstleistungssektor getätigt 
worden. Hier ging es sowohl um Entwicklungen zur Erweite-
rung des LPKF-Sortiments, aber auch um Investitionen in die 
Lasertechnologie, insbesondere in das Laserstrahlkunststoff-
schweißen. Für das neue Geschäftsjahr sind Investitionen im 
Bereich der Leiterplattenproduktionssysteme, 3D-MID-Laser-
systeme, Laserstrahlkunststoffschweißen und im Dienstleis-
tungssektor sowie im Rahmen der Zusammenlegung der ver-
schiedenen Produktionsstandorte einschließlich der Verwaltung 
in Slowenien geplant.

  Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden neben den Inves-
titionen in aktivierbare Vermögenswerte in weitere Entwick-
lungsleistungen in Höhe von T€lungsleistungen in Höhe von T€lungsleistungen in Höhe von T  3.060 investiert, die nach den 
strengen IFRS-Kriterien nicht aktivierbar sind. Diese Investi-
tionen bilden einen wesentlichen Teil der Wachstumsstrategie 
des LPKF-Konzerns. Die LPKF Laser & Electronics AG hat die 
Beteiligung an der Laserquipment AG im Laufe des Geschäfts-
jahres Zug um Zug auf 100,0% am Grundkapital aufgestockt. 
Hiermit soll die Wachstumsdynamik dieser Gesellschaft erhöht 
und die Einbindung in den Konzern verstärkt werden. Zusätz-
lich gilt es, Synergien im Engineering und in der gemeinsamen 
Marktbearbeitung mit dem Bereich 3D-MID auszuschöpfen. 
Vorteile sollen weiterhin in der Administration und gemein-
samen Nutzung der Vertriebskanäle realisiert werden. Damit 
wurde der bereits im Vorjahr eingeschlagene Weg konsequent 
weiterverfolgt.

5. Finanzierungsmaßnahmen 

Die Finanzlage des Konzerns konnte mit einem Finanzmittel-
bestand von 7,13 Mio. € (Vorjahr: 6,00 Mio. €) weiter verbes-

sert werden. Die Mittelzufl üsse aus dem operativen Geschäft 
nutzte der Konzern zum weiteren Abbau langfristiger Verbind-
lichkeiten, zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen und 
nicht zuletzt zur Ausschüttung einer Dividende an die Aktionä-
re. Wie bereits in Vorjahren wurden Kontokorrentrahmen ledig-
lich kurzfristig im operativen Zahlungsverkehr genutzt. Nach 
wie vor ist die Finanzlage des LPKF-Konzerns als sehr solide 
zu bewerten.

  Im Rahmen des Risikomanagements hat der Konzern Kurs-
sicherungen über Devisentermingeschäfte getätigt. Dabei wur-
den sieben Kontrakte mit einem Nominalwert von TUS$ 1.203 
und TGB£ 46 abgeschlossen. 

6. Personalbereich 

Entsprechend der aktuellen Umsatzentwicklung und der 
Wachstumsperspektive wurde der Mitarbeiterstamm aufge-
stockt. Nach der im Vorjahr erfolgten Personalreduzierung um 
rund 10% stand im Berichtsjahr zunächst Konsolidierung und 
anschließend ein punktueller Personalaufbau im Vordergrund. 
Neueinstellungen erfolgten insbesondere in umsatznahen Be-
reichen wie Vertrieb, Service und Applikation. Auch Teilberei-
che der Entwicklung wurden verstärkt. Mit diesem Umsteu-
ern ist der Konzern nun auch personell für das prognostizierte 
Wachstum gut aufgestellt. Um die nötige Flexibilität in diesem 
Bereich zu erhalten und den Kostenblock an die Umsatzent-
wicklung möglichst ohne große Verzögerungen anpassen zu 
können, werden Neueinstellungen vermehrt befristet vorgenom-
men. Zur Sicherstellung weiteren Wachstums können auch in 
Zukunft punktuell Neueinstellungen notwendig werden. 

  In 2004 wurden erneut in allen Bereichen Qualifi zierungs-
maßnahmen durchgeführt. Einen Schwerpunkt der Schulungen 
wird in 2005 der Bereich Vertrieb bilden.

7. Lage der verbundenen Unternehmen

Zur Vereinfachung der Geschäftsabläufe sowie zur Senkung 
der Kosten wird der Vorstand im Geschäftsjahr 2005 die Kon-
zernstruktur verschlanken. Die jeweils konkret geplanten Maß-
nahmen sind im Folgenden bei den einzelnen Gesellschaften 
dargestellt.

LaserMicronics GmbH
Da die Gesellschaft neue Kunden gewinnen und bestehende 
Geschäftsbeziehungen teilweise ausbauen konnte, ergab sich 
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im Geschäftsjahr 2004 trotz des Wegfalls der entsprechenden 
Umsätze aus der Schablonenfertigung nach deren Verkauf ins-
gesamt nur ein moderater Rückgang der Umsätze. LaserMicro-
nics wird sich in Zukunft noch stärker auf Produktionsdienst-
leistungen fokussieren. Damit soll ein Kundenkreis bedient 
werden, der (noch) keine Maschine erwerben, jedoch vom Ein-
satz des LPKF-Know-hows profi tieren möchte.

A-Laser Inc. in den USA
Die Gesellschaft hat die geplanten Umsatz- und Ergebnisziele 
erneut nicht erreicht. Ursächlich hierfür ist die zunehmende 
Konkurrenz beim Stencilservice sowie die Verlagerung von Tei-
len der Elektronikindustrie nach Asien. Eine eigene Stencilferti-
gung ist strategisch nicht mehr von übergeordneter Bedeutung 
für den LPKF-Konzern: Das ursprüngliche Ziel, lasergefertigte 
Stencils im Markt zu etablieren, wurde erfolgreich umgesetzt. 
Das Management hat sich daher zu einem Verkauf der wesent-
lichen Vermögenswerte dieser Gesellschaft entschlossen. 
Ein entsprechender Vertrag wurde Anfang 2005 unterschrieben. 

LPKF Motion & Control GmbH
Die wirtschaftliche Situation der LPKF Motion & Control GmbH 
konnte im Berichtsjahr erfreulich verbessert werden. Zu diesem 
guten Ergebnis trugen neben dem anziehenden Geschäft der 
Muttergesellschaft insbesondere die Außenumsätze, vor allem 
im Bereich Messtechnik, bei. Zu nennen sind vor allem die 
Verkäufe von Inspektionssystemen für die Elektronikindustrie. 
Auch hier wurde der Vertrieb aufgestockt. Die Gesellschaft 
hat im Berichtszeitraum die zweite Auditierung des Qualitäts-
managementsystems nach DIN EN ISO 9001:2000 mit sehr 
gutem Erfolg bestanden. Weiteres Wachstumspotenzial, das ei-
nerseits aus der prognostizierten Entwicklung der Umsätze der 
Muttergesellschaft und andererseits aus weiter deutlich anstei-
genden Außenumsätzen resultiert, wird für 2005 gesehen.

LPKF Laser & Elektronika d.o.o. in Slowenien
Auch Umsatz und Ergebnis der LPKF Laser & Elektronika 
d.o.o. haben sich im Berichtsjahr erfreulich entwickelt. 
Ursächlich hierfür sind steigende Umsätze, die mit der Mutter-
gesellschaft abgewi ckelt wurden. Dagegen waren die Außen-

umsätze rückläufi g. Für 2005 wird insbesondere aufgrund der 
Geschäftsentwicklung der Muttergesellschaft eine weitere Ver-
besserung der Geschäftslage erwartet. 

  Bei der Gründung der Gesellschaft im Jahre 1994 wurde 
der Standort in einem steuerbegünstigten Gebiet gewählt. 
Der nachträgliche Widerruf der Steuerbegünstigung führte zu 
einer hohen Steuernachzahlungsforderung in 2000. Der Kon-
zern hält die Nachforderung für ungerechtfertigt und hat ge-
richtliche Schritte eingeleitet. Ein anhängiges Verfahren am 
obersten Verwaltungsgericht in Slowenien ist auch im Berichts-
zeitraum noch nicht zur Entscheidung gebracht worden. Es ist 
noch nicht abzusehen, wann es zu einem abschließenden Ur-
teil der obersten Behörde kommen wird. Allerdings gab es im 
Berichtsjahr einige günstige Gerichtsentscheidungen in ähnlich 
gelagerten Fällen. 

  Für 2005 wird eine Zusammenführung der bisherigen drei 
Standorte zu einem Standort in der Nähe von Kranj in Erwä-
gung gezogen. 

LPKF Laser Components GmbH
Diese Gesellschaft wurde 1999 gegründet, um in Zusammen-
arbeit mit einem Partner in Russland den Know-how-Transfer 
im Bereich der Lasertechnik zu ermöglichen. Derzeit ist die 
geschäftliche Aktivität der LPKF Laser Components GmbH nur 
gering. 

  Der Vorstand strebt eine Verschmelzung dieser Gesellschaft 
auf die LaserMicronics GmbH an.

LPKF Laser & Electronics Inc. in den USA
LPKF Laser & Electronics Inc. ist im Konzern als Vertriebs- 
und Servicepartner für die Region Nordamerika verantwortlich.
Mit der im Geschäftsjahr 2005 geplanten Aufstockung der 
Beteiligung an der amerikanischen Vertriebsgesellschaft will 
die LPKF Laser & Electronics AG ihr Engagement in diesem 
wichtigen Markt verstärken. 

  Nachdem in den ersten Monaten des Jahres 2004 ein 
recht schleppendes Geschäft zu verzeichnen war, konnte die 
Dynamik insbesondere im letzten Quartal deutlich erhöht 
werden. Damit entwickelte sich die Lage insgesamt recht gut. 
Diese geschäftlichen Erfolge beruhten jedoch in erster Linie 
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auf den Verkäufen im Bereich Rapid PCB Prototyping. 
Die Verkäufe im Segment Laser lagen deutlich unter den 
Erwartungen. Die in Euro umgerechneten Umsätze in dieser 
Region wurden durch die fortwährende Schwäche des US$ 
erheblich belastet. 

LPKF Properties LLC in den USA
Die 2000 gegründete Gesellschaft hat den Zweck, Grund und 
Boden für LPKF Laser & Electronics Inc. zur Verfügung zu 
stellen. Die Gesellschaft ist im Besitz des Firmengebäudes, 
das zurzeit von LPKF Laser & Electronics Inc. genutzt wird. 
Im Berichtszeitraum gibt es hier keine Änderung.

LPKF France S.A.R.L.
LPKF France hat im Berichtszeitraum erneut unter dem schwa-
chen Elektronikmarkt gelitten. Das Investitionsklima in der 
französischen Elektronikindustrie hat sich auch im Vergleich 
zum schwachen Vorjahr noch nicht entscheidend verbessert. 
Vor diesem Hintergrund ist das erwirtschaftete nahezu ausge-
glichene Ergebnis zumindest ein kleiner Erfolg. Weiterhin wer-
den hier jedoch gute Marktchancen gesehen, insbesondere im 
HF-Bereich. Auch die in der Leiterplattenindustrie liegenden 
Chancen gilt es vermehrt wahrzunehmen. 

LPKF Benelux N.V.
Die Gesellschaft konnte auch in diesem Geschäftsjahr wie 
bereits im Vorjahr kein positives Ergebnis erwirtschaften. 
Allerdings konnte anders als in Vorjahren ein nahezu ausgegli-
chenes Ergebnis erzielt werden. 

  Im Rahmen der Optimierung der Konzernstruktur plant das 
Management, die Gesellschaft aufzulösen, da sich aufgrund 
der Erfahrungen in dieser Region das Betreiben einer eigenen 
Gesellschaft nicht lohnt. Der Vertrieb soll vielmehr durch einen 
Vertreter vorangetrieben werden. 

LPKF (Tianjin) Co. Ltd. in China
LPKF (Tianjin) Co. Ltd. ist für den gesamten Vertrieb und die 
Serviceaktivitäten wie Wartungen und Reparaturen in China 
verantwortlich. Der strategische Ausbau und die damit verbun-
denen Investitionen in den chinesischen Standort haben sich 
erneut als richtig erwiesen. Durch den Aufbau eines Vertriebs-
büros im südchinesischen Shenzhen konnte der Zugang zum 
chinesischen Leiterplattenmarkt aufgebaut werden. Die hier 
erzielten Vertriebserfolge bestätigen die LPKF-Strategie. 
Die sich bietenden Chancen sollen durch einen weiteren Aus-
bau der Vertriebsstruktur sowie die Stärkung der Vertriebs- 
und Servicekompetenz weiter konsequent genutzt werden. 

Laserquipment AG
Das Unternehmen vermarktet Systemlösungen für das Laser-
strahlkunststoffschweißen. Die Gesellschaft verfolgt die Stra-
tegie, über Dienstleistungen die potenziellen Kunden mit der 
Technologie vertraut zu machen und Produktionsanlaufphasen 
bis zu einer Anlageninvestition zu überbrücken. Dabei konnten 
die an die Gesellschaft gerichteten Erwartungen nicht erfüllt 
werden. So belastet der weitere Aufbau des Geschäfts in er-
heblichem Maße das Konzernergebnis. Ursächlich hierfür ist 
zum einen die festzustellende Investitionszurückhaltung der 
wichtigsten Kundengruppen, insbesondere aus der Automobil-
industrie. Hinzu kommt, dass die Entwicklungszyklen hier sehr 
lang sind und die Ablösung in den Markt eingeführter Technolo-
gien damit zeitaufwendiger ist als zunächst geplant. Für 2005 
wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Die Kostenstruk-
turen konnten optimiert werden. Insbesondere aber haben 
sich gute Ansätze in der Vermarktung der Systeme gezeigt. 
Die LPKF Laser & Electronics AG hat die Beteiligung an 

der Laserquipment AG im Berichtszeitraum Zug um Zug auf 
100,0% am Grundkapital aufgestockt. 

  Das Management plant die Verschmelzung der Laserquip-
ment AG auf die LPKF Laser & Electronics AG. Mit diesem 
Engagement wird das Ziel verfolgt, den LPKF-Konzern breiter 
aufzustellen und somit mittel- bis langfristig aus der bestehen-
den Abhängigkeit vom Elektronikmarkt zu führen.

PhotonicNet GmbH
Außerdem ist LPKF mit 8,33% an der PhotonicNet GmbH be-
teiligt, einem Kompetenzzentrum für optische Technologien. 
Es handelt sich um eine „Public-Private-Partnership“, an der 
viele namhafte Unternehmen mit dem Ziel beteiligt sind, opti-
sche Technologien in Deutschland voranzutreiben und ein ent-
sprechendes Netzwerk auf- und auszubauen.

8. Forschung und Entwicklung

Im Berichtszeitraum sind die Entwicklungsaktivitäten unver-
mindert vorangetrieben worden. Der Schwerpunkt lag in der 
Orientierung aller verfügbaren Kräfte auf umsatznahe Entwick-
lungsprojekte, die innerhalb kurzer Zeit in den Markt eingeführt 
werden können. In allen Segmenten wurden neue und qualita-
tiv verbesserte Produkte entwickelt, die Ende 2004 erfolgreich 
in den Markt eingeführt wurden bzw. im Geschäftsjahr 2005 
als Produktneuheit für Umsatzwachstum sorgen sollen.

  Im Bereich Rapid PCB Prototyping wurde nach Abschluss 
der Entwicklung am Topmodell ProtoMat® H100 die Neukon-
zeption einer vollautomatischen Standardmaschine in Angriff 
genommen, die in diesem Marktsegment im Hinblick auf ihre 
Ausstattung, die Leistungsparameter, das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis und den Bedienkomfort neue Maßstäbe setzen wird. 
Mit dem ProtoLaser 100 wurde darüber hinaus im Berichts-
zeitraum ein Gerät entwickelt, das in hervorragender Weise 
die Möglichkeiten der Lasertechnik im Rapid PCB Prototyping 
umsetzt. Feinste Leiterstrukturen können damit in wesentlich 
kürzerer Zeit und mit höherer Genauigkeit erzeugt werden als 
durch mechanisches Fräsen oder durch chemische Verfahren. 
Nachgefragt werden diese Systeme vor allem durch Hersteller 
von Sicherheits- und Militärtechnik.

  Im Bereich StencilLaser wurde zielgerichtet an der Steige-
rung der Anlagenproduktivität gearbeitet. Folgerichtig konnte 
Mitte 2004 der neue LPKF MicroCut vorgestellt werden. 
Seine überzeugenden Leistungsmerkmale haben sehr früh zu 
einem bemerkenswerten Absatzerfolg geführt. Dies ist einmal 
mehr der Beleg für die kundenorientierte Entwicklungspolitik 
von LPKF. Zum Kundenkreis gehören u.a. Hersteller von Wafer-
bump- und Flip-Chip-Schablonen. Das Spektrum der Leiter-
plattenproduktionssysteme konnte um weitere Laserschneidan-
lagen und eine Leiterplatten-Reparaturstation erweitert werden. 
Damit wird ein deutlich breiterer Kundenkreis im Bereich der 
Leiterplattenhersteller als bisher angesprochen. Hierzu zählen 
insbesondere auch die Produzenten von fl exiblen Schaltungs-
trägern.

  Beim LPKF-LDS-Verfahren für 3D-MID lag der Fokus auf 
der Qualifi zierung von Serienprodukten. Entsprechend orien-
tierten sich nahezu alle Aktivitäten an konkreten Kundenanfor-
derungen und an den Gemeinschaftsprojekten mit öffentlicher 
Förderung. Im Berichtszeitraum ist es gelungen, erste Produk-
te nach dem LPKF-LDS-Verfahren in die Serienproduktion zu 
überführen und so wichtige Referenzobjekte für das internati-
onale Marketing zu schaffen. Besonders hervorzuheben ist der 
Ausbau eines Netzwerks von Dienstleistern und anderen Part-
nern, die in konkreten Projekten die einzelnen Prozessschritte 
des LDS-Verfahrens umsetzen. Im Rahmen der Verschlankung 
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des LPKF-Konzerns ist für Anfang 2005 geplant, die Kapazi-
täten des Applikationszentrums Bad Salzufl en nach Garbsen 
zu verlegen. Durch die engere Anbindung dieser Einrichtung 
an die Konzernzentrale sollen die Abläufe noch effi zienter ge-
staltet werden. Entwicklungsschwerpunkte beim Laserstrahl-
kunststoffschweißen liegen auf der Anbindung automatischer 
Handlingsysteme und auf einem Hybridschweißverfahren. Der 
Einsatz solcher Laserschweißanlagen erfolgt in der Großserien-
produktion bei Zulieferern aus den Bereichen Automotive und 
Medizintechnik.

  Neu entwickelte Inspektionssysteme der LPKF Motion & 
Control GmbH für die Chip-Montage versprechen eine weiter 
positive Entwicklung. 

  Die skizzierten Entwicklungen bedeuten eine neue Qualität 
des Systemangebots auf breiter Front. In allen Produktberei-
chen zeigt sich, dass gerade Produkte, die am Anfang ihres 
Lebenszyklusses stehen, die Grundlage für das in 2004 
erreichte und das für die Zukunft geplante Wachstum des 
LPKF-Konzerns bilden.

  Damit einher geht jedoch auch das Risiko der weiteren 
konjunkturellen Entwicklung, die in entscheidender Weise die 
Investitionsbereitschaft in neue Technologien und Anlagen be-
einfl usst. Die erfolgreiche Vermarktung von neuen Produkten 
setzt neben dem wirtschaftlichen Vorteil, den sie dem Nutzer 
bieten müssen, immer auch eine positive Dynamik im Ziel-
markt voraus.

9. Risikomanagementsystem 

Unter Risikomanagement versteht der LPKF-Konzern die For-
mulierung und Umsetzung von Maßnahmen, die geeignet sind, 
die vorhandenen Risiken zu erkennen und dann entweder in 
ihrem Schadensausmaß abzuwälzen, in ihrer Eintrittswahr-
scheinlichkeit zu reduzieren, sie zu vermeiden oder bewusst zu 
akzeptieren.

  Der LPKF-Konzern ist mit seinen weltweiten Geschäftsvor -
gängen und den sich schnell verändernden Bedingungen auf 
dem Gebiet des Elektronikmarkts einer Vielzahl von Risiken 
ausgesetzt. Risikomanagement und hier speziell das Risiko-
früherkennungssystem ist daher immer ein grundlegender Teil 
der Planung und Umsetzung der LPKF-Geschäftsstrategie. 
War dies in den zurückliegenden Jahren gerade aufgrund des 
schwachen wirtschaftlichen Umfelds wichtig, so gilt es natür-
lich auch bei dem sich abzeichnenden Wachstum. Grund-
sätzlich gilt, dass Risiken zwar durch geeignete Maßnahmen 
begrenzt werden können, dass sie sich auch durch ein Früh-
warnsystem schnell und präzise lokalisieren, jedoch nicht 
vollkommen ausschließen lassen und immer einer Zeitpunkt-
betrachtung ausgesetzt sind. LPKF bedient sich daher einer 
Reihe von hoch entwickelten Management- und Kontrollsys-
temen, um die Risiken, denen der Konzern ausgesetzt ist, 
messen, überwachen, kontrollieren und handhaben zu können. 
Eine besondere Bedeutung hat dabei die konzernweite strate-
gische Unternehmensplanung und das damit in Verbindung 
stehende Berichtswesen. Der Vorstand der LPKF Laser & Elec-
tronics AG ist für die Risikopolitik und das interne Kontroll- 
und Risikomanagementsystem verantwortlich. Das de zentrale 
Management der Bereiche übernimmt diese Funktionen in den 
Organisationseinheiten gemäß der Konzern struktur. Dabei wer-
den die verschiedenen Maßnahmen zur Risikokon trolle durch 
einen Risikomanager koordiniert und abgestimmt. Diese Metho-
dik hat sich in den vergangenen Jahren nachhaltig bewährt. 
Die Prüfung des Risikomanagementsystems erfolgt u.a. jähr-
lich durch den Wirtschaftsprüfer. 

  Zur Erfassung und Steuerung von Risiken werden beste-

hende Instrumente wie das Risikomanagement-Handbuch und 
die Reporting-Tools laufend aktualisiert und die tägliche Um-
setzung des Risikomanagementsystems dokumentiert. Risiko-
managementgespräche jeglicher Art werden grundsätzlich pro-
tokolliert. Wie in den Vorjahren wurde auch im Geschäftsjahr 
2004 eine Risikoinventur durchgeführt, bei der vorhandene 
und potenzielle Risiken neu beurteilt und das Berichtswesen 
auf seine Effi zienz im Hinblick auf die Bewältigung von 
Risiken geprüft wurde. Aber auch das Qualitätsmanagement-
system nach DIN EN ISO 9001:2000, das jährlich von neu-
traler Stelle im Rahmen eines Überwachungsaudits auf seine 
Wirksamkeit überprüft wird, ist ein wichtiger Baustein im 
Sinne der Früherkennung und des geregelten Ablaufs von 
Geschäftsprozessen. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls 
das von LPKF umgesetzte Corporate-Governance-Modell zu 
nennen, das ganz besonders in der Zusammenarbeit zwischen 
Aufsichtsrat und Vorstand einen hohen Anteil der Risikobe-
grenzung und -bewältigung sicherstellt. Gute Corporate Gover-
nance ist bei LPKF ein Selbstver ständnis und hat traditionell 
eine hohe Priorität. Daher werden die in Deutschland und auf 
internationaler Ebene dazu entstandenen Initiativen begrüßt.

  Im Folgenden werden wesentliche Risiken beschrieben, die 
das Geschäft der LPKF sowie die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage maßgeblich beeinfl ussen können. Dies sind nicht 
die einzigen Risiken, denen LPKF ausgesetzt ist. Risiken, die 
derzeit noch nicht bekannt sind, oder Risiken, die jetzt (noch) 
als vernachlässigbar eingeschätzt werden, könnten sich eben-
falls nachteilig auf den LPKF-Konzern auswirken.

Geschäftsrisiken
Der LPKF-Konzern ist mit seiner internationalen Aufstellung in 
einem sich immer schneller verändernden Umfeld tätig. 
Die Situation der Kunden ist gekennzeichnet durch erheblichen 
Kosten- und Wettbewerbsdruck bzw. durch teilweise deutlich 
reduzierte Investitionsbudgets. Die zurückliegende schwache 
konjunkturelle Situation hat die Branche zu einem noch effi zi-
enteren Kostenmanagement und Investitionsbudgetkürzungen 
veranlasst. Die nach wie vor andauernde Verlagerung der Pro-
duktionsstandorte ist hier besonders zu erwähnen, aber auch 
die komplette Schließung von Produktionsstätten. Vor diesem 
Hintergrund ist die Risikobereitschaft, in Kapazitätserweiterun-
gen zu investieren oder neue Technologien einzuführen, nach 
wie vor gering. Häufi g werden Neuinvestitionen erst vorgenom-
men, wenn die künftige Auslastung dieser Anlagen durch kon-
krete Kundenaufträge gesichert erscheint. Allerdings zeichnet 
sich hier eine deutlich positive Entwicklung ab. Traditionell un-
terliegt das Segment Laser stärkeren zyklischen Schwankun-
gen als das vor allem budgetgetriebene Segment Rapid PCB 
Prototyping. Daher profi tierte der Bereich Laser im Geschäfts-
jahr 2004 verstärkt vom wirtschaftlichen Aufschwung. Die 
Kunden reagieren jedoch meist erst mit einiger Verzögerung 
auf eine verbesserte Auftragslage, indem sie Investitionen tä-
tigen.

  Auch aus technologischer Sicht ist der LPKF-Konzern auf-
grund der Einführung neuer Technologien raschen und tiefgrei-
fenden Veränderungsprozessen unterworfen. 

  Dem Ausbau der Innovations- und Wettbewerbsstärke 
sowie der Diversifi zierung und Risikostreuung dient auch die 
Beteiligung an der Laserquipment AG. Solche Investitionen 
sind grundsätzlich mit dem Risiko behaftet, dass sich das ge-
plante Geschäftsmodell unvorhergesehen schlechter entwickelt 
als prognostiziert. Nicht zuletzt birgt auch die weltweite poli-
tische Situation Risiken einer möglichen negativen Geschäfts-
entwicklung des LPKF-Konzerns. Erwähnt werden muss in die-
sem Zusammenhang auch die Euro-Dollar-Wechselkursrelation. 
Ein starker Euro hat auch Auswirkungen auf Währungen, die 
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sich am US$ orientieren. Dieses kann negative Effekte z.B. 
beim Absatz in Asien und Großbritannien haben, auch wenn 
in diesen Ländern auf Euro-Basis fakturiert wird. Die wesent-
lichen Mitbewerber des Konzerns kommen überwiegend aus 
dem „Nicht-Euro-Raum“ und haben dementsprechend LPKF 
gegenüber Wettbewerbsvorteile, wenn der Euro in Relation 
zu diesen Währungen sehr stark ist. Außerdem wirkt sich ein 
schwacher Dollar bei der Umrechnung von in US$ fakturierten 
Umsätzen in Euro negativ aus. Da wesentliche Aufwendungen 
in Euro anfallen, können dann auch die Margen unter Druck 
kommen. 

Abhängigkeit von Lieferanten
Die Beschaffung von Komponenten und Dienstleistungen bei 
Fremdlieferanten ist mit den grundsätzlichen Risiken der Liefer-
zeiten und Preisveränderungen behaftet. Dabei gibt es keine 
direkte Abhängigkeit von einem oder mehreren Lieferanten. 
Dennoch sind es ganz besonders Preisveränderungen, die die 
Geschäftstätigkeit beeinfl ussen können. Im Berichtszeitraum 
war der Parameter Lieferzeit von Bauteilen und Komponen-
ten kein wesentlicher Engpass. Der derzeitige konjunkturelle 
Aufschwung sowie die Entwicklung der Energie- und Rohstoff-
preise haben jedoch dazu geführt, dass Lieferanten in einigen 
Fällen ihre Preise angehoben haben. Es besteht zumindest das 
Risiko, dass sich diese Tendenz fortsetzt und zu entsprechen-
den Belastungen beim Materialaufwand führt. 

Abhängigkeit von Kunden
Die regionale Aufteilung der Absatzmärkte ist ausgewogen. 
Dies zeigt die Verteilung des Umsatzes nach Regionen über 
mehrere Jahre, so dass hieraus keine besonderen Risiken ent-
stehen. Im Bereich des MicroLine Lasers ist der Umsatz im 
Berichtszeitraum wie im Vorjahr lediglich mit zwei Kunden rea-
lisiert worden. Aufgrund der Volumina möglicher neuer Aufträ-
ge, langer Vorlaufzeiten bis zur Umsatzrealisierung sowie der 
individuellen Spezifi kationen der Anlagen für dieses Segment 
wird eine deutliche Erhöhung der Anzahl der jährlich verkauf-
ten Anlagen nicht geplant. In den anderen Produktsegmenten 
gibt es keine Abhängigkeiten von Großkunden. Die neu gewon-
nenen Kunden werden vor Geschäftsabschluss auf Bonität un-
tersucht und es werden gegebenenfalls geeignete Maßnahmen 
eingeleitet, um auch hier eine Risikobegrenzung zu betreiben. 
Ganz besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird mit 
erprobten Institutionen zusammengearbeitet, um dem Inkasso 
eine nachhaltige Basis zu geben. 

Wechselkursschwankungen
Die Wechselkurse fremder Währungen zum Euro sind teilweise 
großen Schwankungen ausgesetzt. Für LPKF ist nur die Ent-
wicklung gegenüber dem US$ von Bedeutung. Schwankungen 
der Währungskurse können das Ergebnis sowohl positiv als 
auch negativ beeinfl ussen. Die starke Dollarabwertung gegen-
über dem Euro hat wie bereits erwähnt deutliche Spuren in 
den Ergebnissen hinterlassen. Gegensteuerungsmaßnahmen 
werden permanent überprüft und im Rahmen der Möglichkei-
ten eingeleitet. Im Berichtszeitraum wurden sieben Devisen-
termin- bzw. -optionsgeschäfte mit einem Nominal wert von 
insgesamt TUS$ 1.203 sowie TGB£ 46 abgeschlossen, um 
Wechselkursrisiken zu minimieren. Die positiven Ergebnis-
effekte dieser Kurssicherungsmaßnahmen betrugen T€ effekte dieser Kurssicherungsmaßnahmen betrugen T€ effekte dieser Kurssicherungsmaßnahmen betrugen T 65. 
Weitere Kurssicherungsinstrumente kamen nicht zum Einsatz. 
Ein Kurssicherungsgeschäft über TGB£ 25 war am Bilanzstich-
tag noch nicht ausgeglichen. Im Januar 2005 wurde ein weite-
res Devisentermingeschäft über TUS$ 500 abgeschlossen.

Forschung und Entwicklung
Der Erfolg der LPKF hängt wesentlich davon ab, wie schnell 
die Neuentwicklungen zur Marktreife geführt werden. Die Markt-
akzeptanz und der Transfer von der Bemusterung in das Serien-
geschäft sind dann die nächsten wesentlichen Bausteine, um 
aus Produktideen Erfolgsgrößen für die LPKF Laser & Electro-
nics AG zu generieren. Die Wettbewerbssituation und die sich 
rasch verändernden technologischen Anforderungen bringen 
Risiken mit sich. Zur Begrenzung dieser Risiken gibt es als 
Bestandteil des Risikomanagementsystems ein permanentes 
Follow-up im Vorstand und Aufsichtsrat, um die Werthaltigkeit 
einer Neuentwicklung zu kontrollieren und in die Sortiments-
strategie einfl ießen zu lassen. Kunden können durch die 
LPKF-Technologien Kostenvorteile reali sieren, aber auch Wett-
bewerbsvorteile mit der Technologie und den damit verbunde-
nen Marktchancen wahrnehmen. In teilweise recht zyklischen 
Märkten besteht genau hier ein zusätzliches Risiko, wenn 
global von potenziellen Kunden Investitionsstopps und Budget-
kürzungen vorgenommen werden und die Bereitschaft zur In-
vestition in neue Technologien sinkt bzw. sich das Verharren 
in alten Verfahrenstechniken auf unbestimmte Zeit verlängert. 
Zur Verringerung dieser Risiken wurde und wird der Bereich 
Business Development Management ausgebaut.

  Die Absicherung der LPKF-Spitzentechnologie erfolgt fl an-
kierend mit Patenten, wo es sinnvoll machbar ist. 

  Bei allen F&E-Projekten, die zu Serienprodukten führen 
sollen, ist auch die zeitliche Komponente grundsätzlich eine 
risikobehaftete Größe. Hierbei betreffen die Risiken nicht nur 
den Zeitpunkt der Bemusterung oder die Serieneinführung, 
sondern auch die Erstmengendisposition. 

Patentrisiken
Der LPKF-Konzern strebt in allen Produktbereichen techno-
logische Führungskompetenz an. Dementsprechend ist es 
nur konsequent, dieses Know-how mit Schutzrechten und 
Patenten international abzusichern. Patente sind als Instru-
mente der Unternehmenspolitik zu betrachten. LPKF ist In-
haber sehr vieler Patente und meldet aufgrund der intensiven 
Entwicklungsaktivitäten laufend neue Schutzrechte an. In der
Erlangung von Patentrechten sieht die LPKF Laser & Electro-
nics AG den wirksamsten Schutz gegen eine Entwertung von 
F&E-Investitionen. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass 
auch adäquate Patente und Schutzrechte anderer Institutionen 
Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft 
haben können. 

Personalrisiken
Die Nachfrage nach qualifi ziertem Personal ist auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten sehr hoch. LPKF hat durch in-
tensive Hochschulkontakte und einen wachsenden Bekannt-
heitsgrad in der Laserbranche keine Probleme, ausreichend 
qualifi ziertes Personal zu beschaffen. Weiterhin gibt es ein 
Mitarbeiterbeteiligungsmodell auf Basis von Stock Options, 
um eine höhere Bindung an das Unternehmen sicher zu stel-
len und die Leistungsträger auch am Erfolg des Unternehmens 
partizipieren zu lassen. Die dritte Tranche eines Stock Option 
Plans ist im Berichtszeitraum ausgegeben worden.
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Der LPKF-Konzern sieht große Chancen für die weitere Ent-
wicklung. Eine Vielzahl von neu entwickelten Produkten wurde 
im letzten Quartal 2004 in den Markt eingeführt; weitere 
werden Anfang 2005 vorgestellt. Auch im Geschäftsjahr 
2005 werden neue Entwicklungsprojekte realisiert und der 
Vertrieb weiter verstärkt, so dass auf dieser Basis eine Ver-
doppelung der Konzernumsätze bis 2007 im Vergleich zu 
2004 angestrebt wird. Dabei rechnet das Management insbe-
sondere mit Wachstums impulsen aus den Produktbereichen 
Leiterplattenproduktions systeme und Rapid PCB Prototyping. 
Ziel ist neben der Um   satz steigerung natürlich auch die Verbes-
serung der Ertragssituation. Dafür wird eine im Vergleich zum 
Umsatzwachstum geringere Steigerung der Kosten angestrebt. 
Das bisher unbefriedigende Verhältnis von Umsatz und Kosten 
sollte sich damit bei dem vom Management geplanten Wachs-
tum deutlich verbessern. Profi tables Wachstum und Kosten-
disziplin werden einer Umsatzausweitung um jeden Preis vor-

III. Ausblick

Mit Wirkung zum 1. Februar 2005 hat der Konzern die Stencil-
fertigung in Nordamerika durch eine Veräußerung der entspre-
chenden Vermögenswerte der A-Laser Inc. verkauft.

IV. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Garbsen, im März 2005

Bernd HackmannBernd Hackmann Bernd Lange

gezogen. Nach der Reduzierung des Personals im Vorjahr hat 
der Konzern mit punktuellen Neueinstellungen von Mitarbei-
tern begonnen, insbesondere in umsatznahen Bereichen wie 
Service, Vertrieb und Applikation. Außerdem soll der schwache 
Dollar vermehrt für Beschaffungen im Dollarraum bzw. auf Dol-
larbasis genutzt werden. Überhaupt wird die weitere Dollarkurs-
entwicklung die Ertragslage deutlich beeinfl ussen. Experten 
sehen hier zumindest eine Stabilisierung, wenn auch auf nied-
rigem Niveau. Regionaler Fokus der LPKF-Wachstums strategie 
wird weiter der asiatische Raum sein. Hier gilt es, gerade bei 
den bisher weniger etablierten Produktbereichen wie den Leiter-
plattenproduktionssystemen, Kunden zu erreichen, die auch 
größere Mengen an Maschinen abnehmen können. U.a. mit 
so genannten Bump-Inspektionssystemen drängt der Konzern 
in neue, hoch interessante und dynamische Märkte. Auch die 
Bereiche 3D-MID und Laserstrahlkunststoffschweißen sollen 
weiter ausgebaut und entwickelt werden. Für das bisher defi -
zitäre Geschäft der Laserquipment AG wird für 2005 die 
Erwirtschaftung eines ausgeglichenen Ergebnisses erwartet. 
Hier sind vielversprechende Ansätze für die Vermarktung die-
ser Systeme sichtbar. Die Diversifi zierung der LPKF-Produkte, 
verbunden mit einer breiteren Aufstellung, soll mittel- bis lang-
fristig zu einer geringeren Abhängigkeit des Konzerns von der 
Elektronikindustrie und deren Schwankungen führen. Damit 
stehen die Zeichen gut dafür, dass der LPKF-Konzern nach 
mehreren Jahren geringen Wachstums wieder zur bereits ge-
zeigten Dynamik zurückfi ndet. Das Innovationspotenzial der 
LPKF, ihre Kundenorientierung sowie insbesondere die Begeis-
terung der Mitarbeiter für das LPKF-Geschäft bilden die 
wesentlichen Voraussetzungen dafür.

Das abgelaufene Geschäftsjahr ist gekennzeichnet durch die 
Durchführung und den Abschluss einer ganzen Reihe von Ent-
wicklungsprojekten. Damit verbunden wurde eine Vielzahl 
neuer Produkte im zweiten Halbjahr 2004 bereits mit Erfolg 
in den Markt eingeführt. Weitere Produktinnovationen werden 
Anfang 2005 präsentiert. In der Folge ergaben sich deutlich 
erhöhte Vertriebskosten und nach wie vor hohe Entwicklungs-
kosten, die das Konzernergebnis belasteten. Gerade hier nutzte 
der Konzern die Chance, die Grundlagen und Voraussetzungen 
für zukünftiges Wachstum zu schaffen. Die positiven Wirkun-
gen dieser Ausgaben werden erst ab 2005 in vollem Umfang 
beim Umsatz und Ergebnis sichtbar. Vor allem im starken vier-
ten Quartal schlug sich die konjunkturelle Belebung in unseren 
wichtigsten Zielmärkten in steigenden Umsätzen und Auftrags-
eingängen nieder. Eine konjunkturelle Trendwende scheint aus 
unserer Sicht geschafft. Allerdings drückte der schwache Dollar 
erheblich auf Umsatz und Margen. Da mehr als ein Fünftel der 
Umsatzerlöse in US$ fakturiert wird, die entsprechenden 
Kosten jedoch weitgehend in Euro anfallen, resultiert hieraus 
ein erheblicher Druck auf Umsatz und Margen. Im Ergebnis 
konnten die gesteckten Umsatz- und Ergebnisziele im Ge-
schäftsjahr 2004 nicht ganz erreicht werden.

  Die Finanzlage des Unternehmens konnte weiter verbessert 
werden. Dies spiegelt sich in der Entwicklung des Finanzmit-
telbestands in Höhe von T€telbestands in Höhe von T€telbestands in Höhe von T  7.125 (Vorjahr: T€ 7.125 (Vorjahr: T€ 7.125 (Vorjahr: T  5.999) wieder. 
Auch die Vermögenslage der Gesellschaft ist weiterhin als aus-
gesprochen solide zu bezeichnen, was sich u.a. in der auch im 
Branchenvergleich hohen Eigenkapitalquote von 70,1% (Vor-
jahr: 71,1%) zeigt. Das Anlagevermögen ist zu 262,3% (Vor-
jahr: 247,5%) durch Eigenkapital fi nanziert. Die Relation von 
Eigen- zu Fremdkapital beträgt 234,4% (Vorjahr: 246,0%). 
Wertberichtigungen sind bei den lang laufenden unterverzins-
lichen Forderungen im Rahmen von Diskontierungen und ande-
ren Einzelwertberichtigungen vorgenommen worden. 

  Die Ertragslage des Unternehmens ist in Anbetracht der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Branchenvergleich als 
noch nicht zufriedenstellend zu beurteilen. Ziel ist es, die Um-
satzrendite von 3,7% weiter zu verbessern. Durch die Vielzahl 
neu entwickelter Produkte sieht sich der Konzern hier für die 
Zukunft gut aufgestellt.

II. Darstellung der Lage
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Bedürfnisse von Anwendern kennen und nutzen

Der Markt für Elektronikprodukte hat in jüngster Zeit einen 
tief greifenden Wandel erfahren. Trends müssen immer früher 
erkannt, Produkte zügig und zu attraktiven Preisen auf den 
Markt gebracht werden. Die Konsequenzen spüren auch die 
Anbieter von Produktions- und Entwicklungstechnologie. 
Mehr denn je stellen Entwickler und Hersteller heute hohe 
Ansprüche an die verwendeten Technologien und Materialien. 
Entscheidendes Kriterium: Die eingesetzten Werkzeuge und 
Maschinen müssen exakt die Anforderungen erfüllen. 
Für LPKF ist es wichtig, diese Bedürfnisse genau zu kennen. 
Nur so können hohe Kundenorientierung und Kundenzufrieden-
heit auch in Zukunft garantiert werden. Sie sind letztlich die 
Basis des Geschäftserfolgs.

  In den letzten Jahren hat sich die Marktsituation für die 
Produktion von Schaltungsträgern stark verändert: Anbieter in 
Europa und Nordamerika setzen immer stärker auf spezialisier-
te Anwendungen. Dagegen haben sich die Kapazitäten für die 
Fertigung von Massenprodukten mehr und mehr nach Asien 
verlagert. Gleichzeitig stellt sich die Notwendigkeit, immer 
feinere Strukturen möglichst kostensparend zu reali sieren. 
Vor allem in Fernost eröffnen sich so Chancen für innovative 
Produktionsmethoden. Eine der größten technischen Heraus-
forderungen besteht dabei in der funktionalen Anbindung des 
Mikro chips an die Leiterplatte. Packaging, Flip-Chip-Technolo-
gie und Wafer Bumping heißen hier die wichtigsten Stichworte. 
Auch die Werkzeuge für die Umsetzung der einzelnen Produkti-
onsschritte müssen in diesem Bereich zwangsläufi g immer fei-
ner und präziser werden.

  Genau hier liegen die LPKF-Kernkompetenzen. Im Bereich 
Rapid PCB Prototyping und in der für den Lötprozess ent-
scheidend wichtigen Stenciltechnologie hat LPKF weltweit die 
Technologie- und Marktführerschaft inne. Eines der zentralen 
Unternehmensziele besteht darin, diese Marktführerschaft zu 
erhalten und weiter auszubauen. Auch bei der Bereitstellung 
von Ausrüstung für die Elektronikproduktion – insbesondere 
beim Schneiden und Strukturieren von Schaltungsträgern – 
setzt LPKF für die Zukunft konsequent auf Wachstum.

Unterschiedliche Kulturen managen

Wichtige Elemente bei der Verwirklichung dieser Ziele sind die 
Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und eine gera-
dezu vorbildlich zu nennende Kundenbetreuung, bei der LPKF 
großen Wert auf langfristige und nachhaltige Kundenbeziehun-
gen legt. Gerade die Anwender von Produktionssystemen legen 
Wert auf einen umfassenden und zuverlässigen After-Sales-
Service. Auf diesem Sektor hat LPKF in den letzten Jahren 
Maßstäbe gesetzt: Weltweit sorgen die Service-Mitarbeiter und 
-Partner für kompetente Beratung und sichern durch zuverläs-
sige Wartung den reibungslosen Betrieb jeder LPKF-Maschine. 
Um diesen hohen Standard aufrechtzuerhalten, hat LPKF in 
den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen und Mittel in-
vestiert. Das Vertrauen und das Ansehen, das die Marke LPKF 
mittlerweile bei Anwendern überall in der Welt genießt, zeigt, 
dass sich dieses Engagement lohnt.

  Ein typisches Merkmal der Geschäftsbeziehungen von 
LPKF war von jeher das ganz besondere Verhältnis zu den 
Kunden. Um ein solches Vertrauensverhältnis aufzubauen und 
zu bewahren, muss man nicht nur in der Lage sein, in den 
wirtschaftlichen Kategorien von Technologie-Nutzen zu den-
ken. Kundenbeziehungen in so unterschiedlichen Wirtschafts-
räumen wie Europa, Nordamerika und Asien erfolgreich zu 
pfl egen, verlangt auch die Bereitschaft, sich auf ganz und gar 

verschiedene Mentalitäten einzustellen. Menschliche Kontakte 
schaffen Vertrauen, und die persönliche Beziehung wird zum 
entscheidenden Faktor im internationalen Geschäft. Dies ist 
ein zentraler Bestandteil der LPKF-Unternehmenskultur. 

Den Markt durchdringen

Freilich bedarf es neben kompetenter Kundenbetreuung und 
der sensiblen Pfl ege von Kontakten noch weiterer Schritte, 
um erfolgreich auf einem derart hart umkämpften Markt zu 
agieren. Um die Ansprüche unterschiedlicher Anwender einer 
bestimmten Technologie noch besser bedienen zu können, 
hat LPKF im Laufe der Zeit das Angebot in der Breite wie in 
der Tiefe stark ausgebaut. Nicht jeder Kunde in einem spezifi -
schen Marktsegment benötigt die gleiche technische Ausstat-
tung, nicht jeder erhebt die gleichen Ansprüche an Präzision 
und Komfort. Durch eine strategische Diversifi kation der Pro-
duktpalette ist LPKF in der Lage, alle diese unterschiedlichen 
Ansprüche individuell zu berücksichtigen. Am einen Ende des 
Spektrums erfüllen High-End-Modelle mit aufwendiger Technik 
höchste Anforderungen in punkto Präzision, Zuverlässigkeit 
und Bedienkomfort. Auf der anderen Seite ermöglichen günsti-
ge Einsteigermodelle auch Kunden mit geringerem Investitions-
budget den Einstieg in eine innovative Technologie.

  Neben dieser Ausweitung des Angebots in der Breite hat 
LPKF in den letzten Jahren die einzelnen Produktfamilien ver-
stärkt in der Tiefe – das heißt zu vollständigen Produktionssys-
temen – ausgebaut. Damit bietet LPKF seinen Kunden die Mög-
lichkeit, beispielsweise in der Kleinserienfertigung sämtliche 
Fertigungsschritte im eigenen Haus durchzuführen – für die An-
wender ein entscheidender Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

  Als weiteres besonders wirksames Marketinginstrument für 
die Gewinnung von Neukunden wie auch bei der Etablierung 
einer neuen Technologie am Markt hat sich das konzerneigene 
System der Produktionsdienstleistungen erwiesen. Oft möchten 
potenzielle Anwender den Nutzen einer neuen Technologie zu-
nächst prüfen, bevor sie größere Investitionen tätigen. In den 
Produktionsdienstleistungszentren des LPKF-Konzerns erhalten 
Kunden die Chance, das Potenzial einer innovativen Techno-
logie zu testen, ohne dabei selbst ein größeres betriebswirt-
schaftliches Risiko eingehen zu müssen. Dies ist ein System, 
das sich bereits bei der Einführung der Stenciltechnologie be-
währt hat. Aufgrund der positiven Erfahrungen hat sich ein 
Großteil der früheren Auftrageber später für den Kauf eines ei-
genen StencilLasers entschieden. Dieses gut erprobte System 
wird derzeit offensiv bei der Vermarktung der Produktionstech-
nologie für praktisch alle neuen Systeme genutzt.

Produkte umsatznah entwickeln

Durch eine bewusste Fokussierung auf bestimmte Kernmärk-
te und die gezielte Bündelung von Fachwissen gelingt es LPKF 
immer wieder, neue Produkte in kurzer Zeit zu entwickeln und 
im Markt zu platzieren. Entscheidend dabei ist, dass die wich-
tigsten Kompetenzen für die Produktentwicklung – Software, 
Lasertechnologie, Elektronikentwicklung und mechanische 
Konstruktion – stets im eigenen Haus gehalten werden. Eine 
ausgefeilte Plattformstrategie, mit der sich Entwicklungszeiten 
signifi kant verkürzen lassen, sorgt dafür, dass schnell auf die 
Bedürfnisse des Markts reagiert werden kann. Dies hat dazu 
geführt, dass LPKF-Technologie beim Kunden oft von Anfang 
an in die Entwicklung eigener Produkte eingebunden wird. Auf 
diese Weise hat LPKF als kompetenter Partner an vielen Orten 
Anteil an der erfolgreichen Umsetzung neuer Ideen.
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Inhouse Leiterplatten-Prototyping
Geliefert wird alles, was im Elektroniklabor benötigt wird, um 
Leiterplatten jeder Art sofort herzustellen und zu bestücken.

Stencil-Technologie
Als Markt- und Technologieführer bietet LPKF Lasersysteme 
zum Schneiden aller Arten von Stencils an, also von Schablo-
nen zum Drucken von Lotpaste auf Leiterplatten, Schaltkreis-
gehäusen und Siliziumchips.

Leiterplatten-Produktionstechnologie
LPKF ist spezialisiert auf fl exible Lasersysteme zum Schnei-
den, Bohren, Trennen und Strukturieren von Leiterplatten und 
fl exiblen Schaltungsträgern.

Technologie für dreidimensionale Schaltungsträger
Das LPKF-LDS-Verfahren bietet die fl exible und kostengüns-
tige Lösung für die Herstellung von dreidimensionalen Schal-
tungsträgern (MIDs). LPKF bietet die spezialisierten Laseranla-
gen für die Fertigung von MIDs nach diesem Verfahren.

Produzierende Tochtergesellschaften

LPKF Motion & Control GmbHLPKF Motion & Control GmbH
Die LPKF Motion & Control Die LPKF Motion & Control 
GmbH ist spezialisiert 
auf präzise Bewegungs-
systeme und 3D-Ferti-
gungsmesssysteme für 
die Mikroelektronik.

Laserquipment AG
Der Schwerpunkt des Unter-
nehmens liegt auf modula-
ren Fertigungsanlagen für das 
Laser strahlkunststoffschweißen. 
Ergänzt wird das Angebot durch 
die kundenspezifi sche Verfahrens-
entwicklung im eigenen Appli-
kationslabor und die Serienferti-
gung als Dienstleistung.

LaserMicronics GmbH
Die LaserMicronics GmbH 
bietet Verfahren der Laser-
Mikromaterialbearbeitung als 
Dienstleistung an, z.B. Kera-
mikbohren, Leiterplattenrepa-
ratur und Laserstrukturieren 
nach dem LPKF-LDS-Ver-
fahren.

Das Unternehmen ist spezia-
lisiert auf Produkte zum 
Rapid PCB Prototyping sowie 
auf Laserquellen und Laser-
markiersysteme.

Geschäftsfelder der LPKF Laser & Electronics AG

LPKF Laser & Elektronika d.o.o. in Slowenien
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Globale Verlagerung der Produktionsschwerpunkte

Derzeit erlebt die Leiterplattenproduktion einen Umbruch von 
nie gekanntem Ausmaß. Während die Zahl der Fertigungs-
stätten für elektronische Massengüter in Asien, vor allem in 
China, mehr und mehr ansteigt, lässt sich in Europa und in 
Nordamerika ein gegenläufi ger Trend beobachten: Leiterplat-
tenproduzenten in den USA, Kanada oder Deutschland setzen 
immer weniger auf die Fertigung preisgünstiger Massenware, 
sondern verlegen sich zunehmend auf neue Produkte und 
Dienstleistungen mit hoch spezialisierter Technologie. Diese 
Verlagerung der Produktionsschwerpunkte hat auch für LPKF 
als Ausrüster für die moderne Schaltungsträgerfertigung eine 
neue Marktsituation geschaffen. Der größte Teil der Kunden 
produziert heute in Asien, speziell in China. LPKF baut dem-
entsprechend seine Vertriebs- und Serviceorganisation in die-
ser Region wirksam aus. Gleichzeitig fokussiert LPKF seine 
Anstrengungen auf Wachstumsfelder in der Anwendung. Dazu 
gehören das Laserschneiden von Schaltungsträgern, das Laser-
strukturieren von dünnen Schichten und die Reparatur von 
Schaltungsträgern. 

Laserschneiden im Fokus

Die technischen Anforderungen in der Produktion von Schal-
tungsträgern sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer 
weiter gestiegen: Um eine Vielzahl von Funktionen auf immer 
weniger Raum bündeln zu können, ist es nötig geworden, 
ständig noch feinere Strukturen und Konturen zu realisieren. 
Als die am besten geeignete Technologie zur Erreichung dieses 
Ziels hat sich klar der Laser herausgestellt. Zu den vielverspre-
chendsten Anwendungen zählt dabei das Laserschneiden. 

  Die Systeme der LPKF MicroLine-Familie zählen derzeit zu 
den weltweit leistungsfähigsten Maschinen zum Laserschnei-
den von Schaltungsträgern. Die Vorteile dieser Technologie: 
Nur per Laser lassen sich die enorm gestiegenen Anforderun-
gen an die Präzision der Konturen erfüllen. Das Einsparen von 
Werkzeugen führt zu einer deutlich wirtschaftlicheren Produkti-
onsweise. Das berührungslose Bearbeiten von Material vermin-
dert signifi kant die Ausschussrate und reduziert damit eben-
falls die Produktionskosten. Der Einsatz von Lasertechnologie 
beim Schneiden von Schaltungsträgern eröffnet zudem eine 
nie da gewesene Freiheit bei der Formgebung. Mehr noch: 
Bestimmte Formen und Konturen lassen sich heute 
mit herkömmlichen Produktionsverfahren gar nicht 
mehr herstellen. 

  Für die nächsten Jahre strebt LPKF eine füh-
rende Position im Bereich des Laserschneidens an. 
Das Ziel lautet: Die für die Kunden am besten ge-
eignete Technologie schneller und besser auf den 
Markt zu bringen als der Wettbewerb. Zu den in 
Frage kommenden Abnehmern zählen dabei nicht 
nur die Hersteller von Schaltungsträgern. Elektro-
nikhersteller fertigen zunehmend im Mehrfachnut-
zen und müssen die bestückten Einzelleiterplatten 
schonend trennen. Hier ergibt sich ein weiteres 
Anwendungsfeld für die LPKF MicroLine-Serie. 
Die hochgesteckten Ziele des Unternehmens im Be-
reich Laserschneiden werden durch die Erweiterung 
dieser Produktfamilie um Maschinen mit noch höhe-
rem Kundennutzen abgesichert. So ist es durch den 
Einsatz neuer Laserquellen gelungen, die Schneidgeschwin-
digkeit und damit das Produktionstempo weiter zu erhöhen. 
Außerdem werden verschiedene Maschinengrößen unter-
schiedlichen Kundenbedürfnissen noch besser gerecht. 

Laserstrukturieren – die Prioritäten verschieben sich

Die zweite wichtige Anwendung bei der lasergestützten Be-
arbeitung von Schaltungsträgern ist das Laserstrukturieren 
von Schaltungen. Was den Einsatz dieser Technik in der Mas-
senfertigung betrifft, haben sich die Prioritäten bei LPKF im 
vergangenen Jahr klar verschoben. Als besonders vielverspre-
chend galt hier ursprünglich ein Kooperationsprojekt mit der 
Atotech Deutschland GmbH. Ziel dieser Zusammenarbeit war 
die funktionale Verbindung eines Laserstrukturierungsverfah-
rens mit herkömmlicher Ätztechnik. Da das Verfahren jedoch 
nicht über die erforderliche Flexibilität verfügt, ließ sich der 
Ansatz bisher nicht im Markt etablieren. Stattdessen liegt das 
erfolgreichste Einsatzfeld für die LPKF-Laserstrukturierungs-
technologie derzeit in der medizinischen Sensorik. Im Rolle-
zu-Rolle-Verfahren, einem kostensparenden High-Volume-Pro-
duktionsprozess, werden fl exible Schaltungen produziert, die 
als Basis für Einmal-Biosensoren zur Blutzuckermessung die-
nen. Für das Jahr 2005 sind konkrete Projekte für den Ausbau 
dieses Fertigungsprinzips geplant. 

Technische Überlegenheit mit dem LPKF LaserScalpel

Eine wertvolle Erweiterung des Angebots im Bereich der laser-
gestützten Produktionstechnologie ist das neuartige Laser-
Scalpel. Hierbei handelt es sich um einen Reparaturarbeits-
platz, mit dem sich technologisch bedingte Kurzschlüsse auf 
Feinstleiterschaltungen während der Produktion beheben lassen. 
Bisher mussten solche Schäden stets manuell mit Mikros kop 
und Skalpell beseitigt werden. Mit dem LaserScalpel, dem 
weltweit ersten lasergestützten Arbeitsplatz dieser Art, lässt 
sich dieser Vorgang erstmals objektivieren, was die Fehlerquote 
erheblich senkt. Wegen der ohnehin schon erhöhten Fertigungs-
kosten stellt die Ausbeute bei der Feinstleitertechnik einen be-
sonders kritischen Faktor dar. Durch den Einsatz eines Lasers, 
der der Handreparatur in Sachen Präzision und Zuverlässig  keit 
weit überlegen ist, lässt sich die Ausschussrate erheblich sen-
ken. In der Konsequenz führt dies zu verringertem Material- 
und Ressourceneinsatz und damit zu niedrigeren Produktions-
kosten. Mit dem LaserScalpel bietet LPKF einem weiten Kreis 
von Leiterplattenherstellern ein nützliches Werkzeug, das sich 
mit direkter „Ergebniswirkung“ in der Produktion einsetzen 
lässt.

LPKF MicroLine 350L
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Neue Herausforderungen in der Schablonentechnik

Wohl kaum jemand, der heute ein Elektronikprodukt in die 
Hand nimmt, macht sich klar, dass die Fertigung solcher Ge-
räte ein äußerst fehleranfälliger Prozess ist. Zu den sensibels-
ten Arbeitsschritten zählt dabei das Aufbringen der Lotpaste 
auf den Schaltungsträger, mit der später die Bauteile verlötet 
werden. Heute wird dieser Vorgang üblicherweise mit Hilfe von 
Stencils, speziellen Schablonen für den Lotpastendruck, be-
werkstelligt. Die Qualität dieser Schablonen – die Präzision der 
Abmessungen und die Schärfe der Kanten – hat unmittelbaren 
Einfl uss auf die Qualität des Lotpastendrucks, also auch auf 
die Ausschussquote. 

  Mit der Einführung lasergeschnittener Stencils ist es LPKF 
vor mehr als einem Jahrzehnt gelungen, die beim Lotpasten-
druck entstehende Ausschussrate deutlich zu reduzieren – ein 
bedeuten der Qualitätssprung in der Elektronikfertigung. Auch 
heute steht die Stenciltechnologie wieder vor neuen techni-
schen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Die schon bald 
international vorgeschriebene Verwendung bleifreier Lotpaste 
wird zu einem erhöhten Verschleiß bei den Stencils führen. 
Gleichzeitig steigen durch den Einsatz des neuen Materials die 
Anforde rungen an die Genauigkeit der Schablonen. Die zweite 
große Herausforderung ergibt sich aus der Notwendigkeit, 
den Lotpastendruck per Schablone in das so genannte Wafer 
Level Packaging einzubinden – ein Prozess, bei dem es 
um das Bedrucken von Siliziumwafern in der 
Halbleiterfertigung geht. Eins ist schon 
jetzt klar: Um diese Aufgaben zu bewäl-
tigen, wird eine neue Generation 
von Lasern benötigt. Wieder 
einmal steht die Stencilproduk-
tion vor einem Qualitäts sprung. 

LPKF StencilLaser 600HS

  Mit dem LPKF MicroCut hat LPKF im vergangenen Jahr 
einen hochmodernen StencilLaser auf den Markt gebracht, der 
gezielt entwickelt wurde, um diese neuen Herausforderungen 
in der Schablonenfertigung zu bewältigen. Der MicroCut ver-
bindet eine deutlich höhere Schablonenqualität mit signifi kant 
gesteigerter Produktivität und ist damit allen anderen auf dem 
Markt befi ndlichen Modellen in technischer wie wirtschaftlicher 
Hinsicht klar überlegen. Mit der Einführung des neuen Modells 
unterstreicht LPKF einmal mehr seine Markt- und Technologie-
führerschaft in diesem Segment. Der LPKF MicroCut kann 
bereits jetzt als Erfolgsstory gewertet werden: Schon nach kur-
zer Zeit hat das Modell im Markt große Akzeptanz gefunden. 
2004 konnten gleich mehrere Systeme ausgeliefert werden. 
Dieser schnelle Erfolg ist auch ein Zeichen für das große Ver-
trauen, das LPKF seit Jahren auf diesem Markt genießt.
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Steigende Nachfrage auf dem High-End-Sektor

Die Entwicklung elektronischer Schaltungen ist heute zu einem 
komplexen technischen Prozess geworden. Es gibt viele Gründe, 
die einzelnen Phasen dieses Vorgangs vollständig im eigenen 
Labor durchzuführen: Wer einzelne Aufgaben an einen Produk-
tionsdienstleister delegiert, unterliegt in der Regel dem Zwang, 
sensible Daten herausgeben zu müssen. Dies bedeutet ange-
sichts eines verschärften Wettbewerbs immer ein Risiko. 
Auch die mit der externen Auftragsvergabe einhergehenden 
Verzögerungen sind in Zeiten, in denen die umsatznahe Ent-
wicklung über den Erfolg eines Produkts entscheidet, kaum 
noch akzeptabel. Ein weiterer Nachteil liegt in dem Mangel an 
Flexibilität, den man durch die Beschäftigung externer Dienst-
leister in Kauf nehmen muss: Fehlerkorrekturen und Redesigns 
– integrale Bestandteile jedes Entwicklungsprozesses – führen 
zu weiteren Verzögerungen. Zu guter Letzt bedeutet die Auf-
tragsvergabe nach außen auch einen weiteren Posten bei den 
Entwicklungskosten.

  Solche Nachteile lassen sich vermeiden: Mit dem techni-
schen Equipment und dem Prozess-Know-how von LPKF, 
dem Weltmarktführer im Rapid PCB Prototyping, haben Elek-
tronikentwickler die Möglichkeit, sämtliche Schritte des Ent-
wicklungsprozesses kostengünstig im eigenen Haus durch-
zuführen – vom ersten Entwurf des Schaltungslayouts am zuführen – vom ersten Entwurf des Schaltungslayouts am 
Rechner bis hin zu fertig bestückten und verlöteten Leiter-Rechner bis hin zu fertig bestückten und verlöteten Leiter-
platten. Wie das vergangene Jahr gezeigt hat, ist im Seg-platten. Wie das vergangene Jahr gezeigt hat, ist im Seg-
ment Leiterplattenprototyping die Nachfrage vor allem ment Leiterplattenprototyping die Nachfrage vor allem 
nach High-End-Systemen mit hoher Benutzerfreundlich-nach High-End-Systemen mit hoher Benutzerfreundlich-
keit deutlich gestiegen. LPKF hat darauf reagiert 
und wird mit der neuen S-Serie einen Typ von 
Fräsbohrplotter auf den Markt bringen, der auch 
dem Standardanwender einen deutlich höheren 
Kundennutzen bietet. Automatischer Werkzeug-
wechsel, vereinfachtes Handling, höherer Auto-
matisierungsgrad und höhere Geschwindigkeit 
sind die wichtigsten technischen Features dieser 

innovativen Maschinengeneration. Darüber hinaus ist es gelun-
gen, den gesamten Prototyping-Prozess technisch weiterzuent-
wickeln. So macht in Zukunft ein neues Verfahren beim Durch-
kontaktieren den Einsatz von Chemie weitgehend überfl üssig. 

  Der Ende 2003 erfolgreich eingeführte ProtoMat® H100 
kann als eindrucksvolle Bestätigung der LPKF-Geschäftsphilo-
sophie gesehen werden. So kann auf Märkten, in denen die 
Marke LPKF bereits etabliert ist, durch Neuentwicklungen 
immer wieder neues Wachstum generiert werden. Der Proto-
Mat® H100 hatte an der erfreulichen Geschäftsentwicklung 
2004 im Bereich Rapid PCB Prototyping einen substanziellen 
Anteil. 

  Im Prototyping setzt LPKF auch auf die Vorteile der Laser-
technik. So strukturiert der neue ProtoLaser 100 – eine Kom-
bination von Fräsbohrplotter- und Lasertechnik – Feinstleiter, 
wie sie in der Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik, in der 
drahtlosen Verbindungstechnik oder in der Sicherheitstechnik 
zum Einsatz kommen, völlig chemiefrei. Die hohe Geschwin-
digkeit gibt dem Schaltungsentwickler eine größere Flexibilität 
und ermöglicht auch den Einsatz für Kleinserien.

LPKF ProtoLaser 100LPKF ProtoLaser 100
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Mit dreidimensionalen Schaltungsträgern (3D-MIDs) und dem 
Laserstrahlkunststoffschweißen deckt die LPKF Laser & Elec-
tronics AG gleich zwei Technologiefelder in der Kunststoff-
technik ab. Beide Technologien bewegen sich an der Verbin-
dungsstelle zwischen elektrischer Funktion und mechanischem 
Aufbau und zielen auf die moderne Fertigung elektronischer 
Baugruppen beispielsweise für den Automobilbau. Mit dem 
Laserstrahlkunststoffschweißen verlässt LPKF erstmals den 
Bereich der reinen Elektronikfertigung und erweitert sich stra-
tegisch in den Markt der allgemeinen Verbindungstechnik für 
Automobilbau, Medizintechnik etc.

3D-MID-Technologie:
Die Eroberung der dritten Dimension

Vor nicht allzu langer Zeit verband man mit dem Begriff Schal-
tungsträger ausschließlich ein zweidimensionales Gebilde. 
Diese Vorstellung ist heute im Wandel: Es existieren eine 
ganze Reihe von Anwendungen, bei denen es sich anbietet, 
der klassischen Leiterplatte eine dreidimensionale Gestalt zu 
geben. 3D-MIDs heißen diese neuartigen Schaltungsträger, bei 
denen elektronische und mechanische Funktionen erstmals in-
tegriert sind. Typisches Anwendungsbeispiel: ein Gerätegehäu-
se, das gleichzeitig als Träger von Antennen oder elektrischen 
Leiterbahnen mit Bauteilen dient. Die Vorteile von 3D-MIDs 
liegen auf der Hand: Die Einsparung von Platz und Gewicht 
schafft neue technische Möglichkeiten. Der Wegfall von Pro-
zessschritten sorgt für eine wirtschaftlichere Produktionsweise. 

  Das von LPKF entwickelte lasergestützte LDS-Verfahren ist 
eine Technologie, mit der qualitativ hochwertige 3D-MIDs kos-
tengünstig und fl exibel produziert werden können: Im ersten 
Schritt wird aus einem Kunststoff-Basismaterial die Grundform 
im üblichen Spritzgussverfahren hergestellt. Per Laser werden 
dann gezielt Strukturen auf der Oberfl äche des speziell vor-
behandelten (dotierten) Kunststoffs aktiviert, die bereits dem 
späteren Schaltbild entsprechen. Um funktionsfähige Leiter-
bahnen zu erhalten, muss das Bauteil anschließend nur noch 
in chemischen Bädern metallisiert werden. 

  3D-MIDs auf Kunststoffbasis bilden die ideale Grundlage 
für Anwendungen wie Hörgeräte, Sicherheitskappen für elek-
tronische Baugruppen oder für Funktionseinheiten in der mobi-
len Telekommunikation. In Zusammenarbeit mit bedeutenden 
Materialherstellern wie Lanxess, BASF, Ticona und Degussa ist 
es LPKF gelungen, das Produktionsverfahren erfolgreich zur 
Marktreife zu führen. Auf der Grundlage dieser Kooperationen 
ist inzwischen ein Netzwerk von namhaften Materiallieferanten, 
Dienstleistern und Bedarfsträgern entstanden, die gemeinsam 
darauf hinarbeiten, die von LPKF entwickelte LDS-Technologie 
als Standardverfahren im Markt zu etablieren. Gemeinsam mit 
einem weiteren Kooperationspartner, der Technologiegruppe 
Harting, konnten wesentliche Elemente der Serienproduktion, 
etwa die Aufbau- und Verbindungstechnik für elektronische 
Bauteile, in das LDS-Verfahren integriert werden. 

Durch Kundenbemusterungen und die Aufnahme eines Dienst-
leistungsbetriebs wurden bereits in den vergangenen Jahren die 
ersten wichtigen Schritte für die Markteinführung unternom-
men. Mittlerweile zeichnet sich ein konkreter Marktzugang für 
die 3D-MID-Technologie ab, mit anspruchsvollen Projekten auf 
der Nutzerseite und einer eindeutigen Perspektive für die Ein-
bindung in bestehende Fertigungsabläufe. Der Verkauf erster 
Produktionsanlagen spricht für den Erfolg dieser Strategie. Die 
Kooperationspartner, die ebenso wie LPKF vom technischen und 
wirtschaftlichen Potenzial dieses Verfahrens überzeugt sind, 
agieren als wichtige Multiplikatoren für die Einführung der viel-
versprechenden technischen Lösung in die Elektronikindustrie.

Laserstrahlkunststoffschweißen:
Neue Verbindungstechnik überzeugt technisch und 
wirtschaftlich 

Zuverlässig, materialschonend und kostengünstig – unter den 
Fügeverfahren nimmt das Laserstrahlkunststoffschweißen eine 
Sonderstellung ein. Diese erst vor wenigen Jahren entwickelte 
Technologie zum Dichtschweißen von Kunststoffen bietet eine 
in punkto Qualität und Wirtschaftlichkeit überlegene Alternative 
zum herkömmlichen Ultraschallschweißen und zum Verkleben. 
Durch den präzisen und lokal begrenzten Einsatz von Energie 
wird der Werkstoff beim Laserstrahlkunststoffschweißen nur 
minimal belastet, – ein Vorteil gerade bei der Verarbeitung 
empfi ndlicher Teile – ohne dass dadurch Einbußen bei der 
Sicherheit und Dichtigkeit der Fügeverbindungen entstehen. 
Im Gegenteil: Das Laserstrahlkunststoffschweißen ist die ideale 
Verbindungstechnik für alle Anwendungsbereiche, in denen 
besonders hohe Ansprüche an das Endprodukt gestellt werden. 
Da bei diesem Verfahren keine Stäube, kaum mechanischer 
Stress und kaum chemische Abprodukte entstehen, eignet es 
sich beispielsweise perfekt zum Verschweißen medizintechni-
scher Baugruppen. Die hohe Dichtigkeit der Verbindung wird 
andererseits überall dort benötigt, wo empfi ndliche Bauteile 
gegen den Einfl uss von Feuchtigkeit geschützt werden müssen, 
etwa in der Zulieferindustrie für die Automobilherstellung. 
Da sich durch den Wegfall von Produktionsschritten auch 
die Produktionszeiten verkürzen, bietet das Laserstrahlkunst-
stoffschweißen neben zahlreichen technischen auch einen 
klaren ökonomischen Vorteil gegenüber einigen traditionellen 
Methoden. 

  Als eins von wenigen Unternehmen weltweit hat sich die 
zum LPKF-Konzern gehörende Laserquipment AG ausschließ-
lich auf das Laserstrahlkunststoffschweißen spezialisiert und 
zählt weltweit zu den Technologieführern in diesem Bereich. 
In dem in Erlangen ansässigen Betrieb werden Laserschweiß-
anlagen entwickelt und hergestellt, die problemlos in beste-
hende Produktionslinien für die automatisierte Fertigung in-
tegriert werden können. Aufgrund der vor Ort gebündelten 
Kompetenz und einer Plattformstrategie, die eine besonders 
zügige und kostengünstige Entwicklungsarbeit nach dem 
Modul-Prinzip ermöglicht, ist die Laserquipment AG in der 
Lage, Lösungen anzubieten, die stets auf die spezifi sche Pro-
blemstellung beim Kunden zugeschnitten sind. Dabei wird im 
Kontakt mit den Anwendern grundsätzlich ein ganzheitlicher 
Ansatz verfolgt: von der Beratung über die Dienstleistung bis 
hin zur konkreten Maschinenlösung.
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Ausweitung des Angebots als Teil des Produktmarketings

Neben der Bereitstellung von Produktions- und Entwicklungs-
systemen gehört auch die Produktionsdienstleistung zum 
Portfolio von LPKF. Sie bildet einen zentralen Bestandteil der 
Strategie zur Vermarktung neuer Technologien. Potenzielle An-
wender haben hierdurch die Möglichkeit, eine bestimmte Fer-
tigungstechnologie zunächst zu testen, ohne selbst das Risiko 
einer Investition eingehen zu müssen. Wie die Erfahrung der 
Vergangenheit zeigt, entscheiden sich Kunden, die dieses An-
gebot in Anspruch genommen haben, später häufi g für den 
Kauf einer eigenen Fertigungsanlage.

  Angewandt wurde dieses Prinzip der Vermarktung durch 
Dienstleistung u.a. bei der Einführung der Stenciltechnologie. 
Mit großem Erfolg: Heute gehören lasergeschnittene Stencils 
längst zum Standard beim Lotpastendruck. Für LPKF bedeutet 
dies auch: Das Angebot der Schablonenfertigung im Job-Shop 
hat seine Funktion im Rahmen der Marketingstrategie erfüllt. 
Deshalb ist es nur konsequent, dass sich das Unternehmen 
aus der eigenen Produktion von Stencils zurückzieht. Jetzt 
wird das Prinzip Vermarktung durch Dienstleistung auf ande-
re neue Technologien angewandt. 

Zum aktuellen Angebot gehören unter anderem:
- die Produktion dreidimensionaler Schaltungsträger (3D-MIDs) 

im LDS-Verfahren,
- das Schneiden und Bearbeiten von Schaltungsträgern mit 

der MicroLine-Serie,
- das Strukturieren von Feinstleiterschaltungen im 

Rolle-zu-Rolle-Verfahren,
- die Leiterplattenreparatur und -nacharbeit,
- das Laserstrahlkunststoffschweißen.

  Im Rahmen einer strategischen Ausweitung des Service-
Sektors sind damit sämtliche neue LPKF-Technologien in den 
Dienstleistungsbereich eingebunden. Auf diese Weise wird 
einem großen Kundenkreis die Option eröffnet, von den Mög-
lichkeiten lasergestützter Produktionsmethoden für die Elek-
tronikproduktion zu profi tieren. Für LPKF ist diese Form des 
Kundenkontakts nicht nur ein wichtiger Bestandteil des Marke-
tings, sondern auch eine wichtige Informationsquelle, um aus 
erster Hand die Bedürfnisse von Entwicklern und Anwendern 

zu erfahren und dieses Wissen in die Entwicklung neuer 
Produkte einfl ießen zu lassen. 

LPKF MicroLine 3D Industrial
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Umsatzerlöse

Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Andere aktivierte Eigenleistungen

Sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebsergebnis

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Konzernjahresüberschuss

Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter

Konzernergebnis

Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (in €)

Verwässertes Ergebnis pro Aktie (in €)

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

9

24

24

22.667

390

739

1.324

25.120

6.633

9.567

2.211

5.409

1.300

100

6

228

1.166

358

808

40

768

0,07

0,07

Anhang 2004 2003

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
in T€in T€in T

25.167

376

862

1.387

27.792

8.204

9.776

1.723

6.337

1.752

203

24

187

1.744

586

1.158

228

930

0,09

0,09
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Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Aufstellung über die Veränderungen des Eigenkapitals für das 

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2004 (Vorjahr in Klammern)

Stand 1.1.2004

Stand 1.1.2003

Rückkauf eigene Anteile

Zugang aus Bewertung Cashfl ow-Hedge 

Abgang aus Bewertung Cashfl ow-Hedge 

Einstellungen in Rücklagen

Ausschüttungen an Anteilseigner

Konzernergebnis

Verrechnung Unterschiedsbetrag aus dem 

Erwerb von Minderheitsanteilen

Differenzen aus der Währungsumrechnung 

von Nettoinvestitionen in wirtschaftlich 

selbstständige ausländische Teileinheiten

Sonstige Differenzen aus der Währungs-

umrechnung

Stand 31.12.2004

Stand 31.12.2003

10.648

(10.648)

-50

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

10.598

(10.648)

9.249

(8.481)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-4.000

(-)

-320

(-)

930

(768)

-298

(-)

-

(-)

-

(-)

5.561

(9.249)

3.768

(3.768)

-97

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

3.671

(3.768)

22.747

(22.659)

-147

(-)

-

(26)

-1

(-26)

-

(-)

-320

(-)

930

(768)

-298

(-)

204

(-226)

-247

(-454)

22.868

(22.747)

-918

(-238)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

204

(-226)

-247

(-454)

-961

(-918)

Gezeichnetes 

Kapital

Kapital-

 rücklagen Bilanzgewinn

Ausgleichs posten 

aus der Währungs-

umrechnung Summe

in T€in T€in T

-

(-)

-

(-)

-

(26)

-1

(-26)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-1

(-)

Marktbewertung

Sicherungs-

geschäfte

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

4.000

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

4.000

(-)

Andere 

Gewinn-

 rücklagen
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Anhang 31.12.2004 31.12.2003

Konzernbilanz Aktiva
in T€in T€in T

10

10

10

11

12

13

14

15

16

128

74

609

18

829

5.238

1.786

756

103

7.883

2

5

7

8.719

3.466

2.550

3.715

161

9.892

4.562

833

5.395

1.616

5.629

22.532

108

1.264

32.623

89

135

893

17

1.134

5.516

1.557

839

133

8.045

2

9

11

9.190

3.470

1.955

3.929

159

9.513

5.027

880

5.907

1.271

4.820

21.511

107

1.184

31.992

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögenswerte

  Software

  Geschäfts- oder Firmenwert

  Entwicklungsleistungen

  Nutzungsrechte

Sachanlagen

  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

  Technische Anlagen und Maschinen

  Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

  Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Finanzanlagen

  Beteiligungen

  Sonstige Ausleihungen

Umlaufvermögen

Vorräte

  (System-)Teile

  Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

  Fertige Erzeugnisse und Waren

  Geleistete Anzahlungen

Forderungen und sonstige Vermögenswerte

  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

  Sonstige Vermögenswerte

Wertpapiere

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Rechnungsabgrenzungsposten

Steuerabgrenzung

Total Aktiva



39Konzernabschluss

Anhang 31.12.2004 31.12.2003

Konzernbilanz Passiva
in T€in T€in T

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Kapitalrücklage

Andere Gewinnrücklagen

Marktbewertung Sicherungsgeschäfte

Bilanzgewinn

  Gewinnvortrag

  Konzernergebnis

Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung

Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen

Steuerrückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Anleihe

Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

Abgrenzungsposten Zuwendungen

Steuerabgrenzung

Total Passiva

17

18

19

20

20

22

21

21

3

16

10.598

3.671

4.000

-1

4.631

930

-961

22.868

1.908

266

529

931

1.726

113

2.084

505

311

1.429

776

5.218

23

275

605

32.623

10.648

3.768

0

0

8.481

768

-918

22.747

1.557

234

176

769

1.179

175

2.468

490

337

995

835

5.300

49

277

883

31.992
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Anhang 2004 2003

Konzern-Kapitalfl ussrechnung
in T€in T€in T

23

1.158

1.723

-16

94

121

-408

547

-51

3.168

-336

-614

-126

54

-1.022

-320

-147

-62

0

-398

-927

-93

1.219

5.999

7.125

5.629

1.616

-120

7.125

808

2.211

14

242

299

462

-577

-1.828

1.631

-106

-969

0

126

-949

0

0

-3

672

-478

191

-239

873

5.365

5.999

4.820

1.271

-92

5.999

Laufende Geschäftstätigkeit

Konzern-Jahresüberschuss

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen einschließlich Umgliederung in das 

Umlaufvermögen

Unbare Währungsdifferenzen im Anlagevermögen

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstiger Aktiva

Veränderungen der Rückstellungen

Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie sonstiger Passiva

Mittelzufl uss aus laufender Geschäftstätigkeit

Investitionstätigkeit

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

Investitionen in Sachanlagen

Investitionen in Tochterunternehmen 

Erlöse aus Anlageabgängen

Mittelabfl uss aus Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit

Zahlung Dividende

Zahlung für Erwerb eigener Anteile

Auszahlung aus der Tilgung von Wandelschuldverschreibungen

Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten

Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten

Mittelab-/-zufl uss aus der Finanzierungstätigkeit

Veränderung des Finanzmittelbestandes

Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes

Veränderung des Finanzmittelbestandes

Finanzmittelbestand am 1.1.2004

Finanzmittelbestand am 31.12.2004

Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes

Liquide Mittel

Kurzfristige Finanzanlagen

Kontokorrentverbindlichkeiten

Finanzmittelbestand
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Konzernanhang

Grundsätze der Aufstellung des Konzernabschlusses

Der Konzernabschluss auf den 31. Dezember 2004 der LPKF 
Laser & Electronics AG, Garbsen, wurde nach einheitlichen Bi-
lanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt. Es wur-
den alle am Bilanzstichtag geltenden International Financial Re-
porting Standards (IFRS) und Interpretationen des International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) beachtet. 

  Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Der Kon-
zernabschluss ist in Euro aufgestellt worden.

Konsolidierungskreis

Neben der Konzernmutter LPKF Laser & Electronics AG, Garb-
sen, sind folgende Tochterunternehmen in den Konzernab-
schluss einbezogen worden:

  Im Rahmen von Kapitalerhöhungen und dem Erwerb von 
Aktien, die sich im Besitz von Minderheitsaktionären befi nden, 
wurde der Anteil an der Laserquipment AG im Berichtsjahr 
schrittweise auf 100,0% aufgestockt. Eine Minderheitsbeteili-
gung in Höhe von 8,33% an der PhotonicNet GmbH in Hanno-
ver, die im Jahr 2000 erworben wurde, wird nicht konsolidiert.

Konsolidierungsgrundsätze

Grundlage für den Konzernabschluss sind die nach einheit-
lichen Regeln zum 31. Dezember 2004 aufgestellten Jahres-
abschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Gesell-
schaften.

  Bei der Kapitalkonsolidierung werden die Anschaffungs-
kosten der Beteiligungen mit dem auf sie entfallenden Eigen-
kapitalanteil zum Zeitpunkt des Erwerbs verrechnet.

  Ein sich ergebender Unterschiedsbetrag wird den Vermö-
genswerten und Schulden insoweit zugerechnet, als deren 
Zeitwert vom Buchwert abweicht. Ein verbleibender aktiver 
Unterschiedsbetrag wird als Geschäfts- oder Firmenwert aus-
gewiesen und über fünf Jahre abgeschrieben. 

  Zwischenergebnisse, Aufwendungen und Erträge sowie For-
derungen und Verbindlichkeiten zwischen den vollkonsolidier-
ten Gesellschaften wurden eliminiert. 

  Es werden nach der „liability method“ auf alle temporären 
Differenzen zwischen den steuerlichen Werten und den Buch-
werten der Vermögenswerte und der Schulden latente Steuern 
erfasst. Die Ertragsteuern sind aufgrund der gültigen Gesetze 
und Verordnungen berechnet.

Sitz Beteiligungsquote % Erwerb/Gründung

Konsolidierungskreis
Name

Garbsen/Deutschland

Kranj/Slowenien

Brüssel/Belgien

Wilsonville/USA

Beaverton/USA

Suhl/Deutschland

Wilsonville/USA

Lisses/Frankreich

Garbsen/Deutschland

Tianjin/China

Erlangen/Deutschland

100,0

75,0

100,0

60,0

100,0

50,9

60,0

94,0

80,0

100,0

100,0 (Vorjahr: 78,9)

1989

1995

1995/1999

1994/1999

1995/1999

1991/1999

1999

1999

1999

2000

2000/2002 bis 2004

Vollkonsolidierung

LaserMicronics GmbH

LPKF Laser & Elektronika d.o.o.

LPKF Benelux N.V.

LPKF Laser & Electronics Inc.

A-Laser Inc.

LPKF Motion & Control GmbH

LPKF Properties LLC

LPKF France S.A.R.L.

LPKF Laser Components GmbH 

LPKF (Tianjin) Co. Ltd.

Laserquipment AG

Währungsumrechnung

Die Umrechnung der Jahresabschlüsse der ausländischen 
Gesellschaften erfolgt nach der Methode der funktionalen 
Währung. Alle ausländischen Gesellschaften sind als selbst-
ständige Teileinheit nach IAS 21 anzusehen. Bei der Umrech-
nung in Euro wurden die Vermögenswerte und Schulden mit 
dem Mittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Die Aufwen-
dungen und Erträge wurden mit dem Jahresdurchschnitts-
kurs umgerechnet. Die Umrechnungsdifferenzen wurden er-
gebnisneutral im Eigenkapital als Ausgleichsposten aus der 
Währungsumrechnung ausgewiesen. Den Berechnungen der 
Konzernzahlen lagen die Wechselkurse der folgenden Tabelle 
zugrunde.

Währungsumrechnung

233,8304 

1,1309 

9,26011 

31.12.03

Stichtagskursin € 

(1 € = x Währung)

239,0669 

1,2433 

10,28776 

236,4000 

1,2607 

10,3336

239,7600

1,3640 

11,2891 

Slowenische Tolar

US-Dollar

Chin. Renminbi 

Yuan

31.12.04 2003

Durchschnittskurs

2004
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Segmentberichterstattung

Entsprechend der Regeln von IAS 14 (Reporting Financial 
Information by Segment) sind einzelne Jahresabschlussdaten 
nach Geschäftsbereichen und Regionen segmentiert, wobei 
sich die Aufgliederung an der internen Berichterstattung orien-
tiert. Durch die Segmentierung sollen Ertragskraft und Erfolgs-
aussichten der einzelnen Aktivitäten des Konzerns transparent 
gemacht werden.

Folgende Bereiche bilden die Grundlage für das primäre 
Format der Segmentberichterstattung:
- Rapid PCB Prototyping umfasst die Weiterentwicklung, 

Produktion und Vermarktung von Fräsbohrplottern für den 
Weltmarkt.

- Unter Lasersystemen werden alle Systeme wie StencilLaser, 
MicroLine Laser und sonstige neue Lasertechnologien zu-
sammengefasst.

- Der Geschäftsbereich Dienstleistungen beinhaltet die pro-
duktnahen Dienstleistungen wie die Aktivitäten der Firmen 
LaserMicronics und A-Laser, die Stencils für die Leiter -
bahnenbedruckung herstellen und andere Dienstleistungen 
erbringen. Des Weiteren werden hier die Produktionsdienst-
leistungen der Laserquipment AG im Bereich Laserstrahl-
kunststoffschweißen ausgewiesen.

- Auf Sonstiges entfallen alle kleineren Aktivitäten, insbeson-
dere im Bereich der Inspektionssysteme. 

  Einzelne Aufwands- und Ertragsposten, die keinem Ge-
schäftsbereich zugeordnet werden können, werden in der 
Spalte „Nicht verteilt“ dargestellt. Innenumsätze zwischen 
den Segmenten liegen nicht vor.

  Die Segmentdaten wurden auf folgende Weise ermittelt:
- Das Segmentergebnis wird unter Einbeziehung der Abschrei-

bungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte aber ohne Berück-
sichtigung des Finanzergebnisses sowie der Steuern ermittelt.

- Die Investitionen und Abschreibungen einschließlich außer-
planmäßiger Wertberichtigungen beziehen sich auf Sach-
anlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich 
Geschäfts- oder Firmenwerte.

- Das betriebliche Segmentvermögen und die Segmentschulden 
setzen sich aus den zurechenbaren betriebsnotwendigen 
Vermögenswerten bzw. dem Fremdkapital ohne verzinsliche 
Ansprüche und Verbindlichkeiten, Finanzmittel sowie ohne 
Steuern zusammen.

  Das sekundäre Berichtsformat orientiert sich an den vier 
geographischen Regionen, in denen der Konzern im Wesent-
lichen tätig ist.

Gesamt

Segmentberichterstattung nach Geschäftsbereichen
in T€in T€in T

25.167

22.667

1.752

1.300

32.623

31.992

7.847

7.688

1.399

1.075

1.723

2.211

1.555

1.323

Außenumsatz

Betriebsergebnis

Vermögen

Schulden

Investitionen

Abschreibungen

Sonstige nicht zahlungs-

wirksame Aufwendungen

Nicht

verteilt

0

0

-1.168

-1.285

6.758

6.081

4.932

5.088

18

1

41

50

657

255

Sonstiges

1.397

240

426

-15

1.514

393

514

89

31

6

68

31

34

9

Dienst-

leistungen

955

1.027

52

89

946

1.079

20

18

1

5

93

233

23

36

Rapid PCB

Prototyping

9.834

9.095

1.401

1.380

9.085

8.105

852

812

424

135

447

485

301

474

Laser-

systeme

12.981

12.305

1.041

1.131

14.320

16.334

1.529

1.681

925

928

1.074

1.412

540

549

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

Gesamt

Segmentberichterstattung nach Regionen
in T€in T€in T

25.167

22.667

32.623

31.992

1.399

1.075

Außenumsatz

Vermögen

Investitionen

Sonstige

911

252

0

0

0

0

Asien

8.840

5.894

371

288

96

28

Nord-Amerika

4.803

6.794

3.781

3.923

281

43

Übriges

Europa

5.550

4.149

3.696

2.982

205

92

Deutschland

5.063

5.578

24.775

24.799

817

912

2004

2003

2004

2003

2004

2003

  Der Anstieg der Sonstigen Umsatzerlöse ist mit T€Der Anstieg der Sonstigen Umsatzerlöse ist mit T€Der Anstieg der Sonstigen Umsatzerlöse ist mit T  1.074 
insbesondere auf Absatzerfolge der LPKF Motion & Control 
GmbH bei den Inspektionssystemen zurückzuführen.
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse
Die Erfassung von Umsatzerlösen erfolgt grundsätzlich dann, 
wenn die Leistung erbracht ist bzw. die Waren und Erzeugnis-
se geliefert worden sind. 

  In den Umsatzerlösen sind gemäß IAS 11 auf das Jahr 
2004 nach dem Bearbeitungsstand entfallende anteilige Ge-
winne von drei unfertigen Erzeugnissen in einer Gesamthöhe 
von T€von T€von T  72 enthalten. Die Erlöse wurden unter Anwendung der 
Cost-plus Methode, der Fertigstellungsgrad durch die Cost-to-
Cost Methode ermittelt. Dabei belaufen sich die angefallenen 
Kosten auf T€Kosten auf T€Kosten auf T  75.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen
Als aktivierte Eigenleistungen wurden Anlagen in Höhe von 
T€T€T  862 im Konzern aktiviert. Diese beinhalten sowohl tech-
nische Anlagen und Maschinen, die bei verbundenen Unter-
nehmen im Produktionsbetrieb verwendet werden, als auch im 
Laufe des Jahres 2004 erfolgte Aktivierungen von Entwick-
lungsprojekten für Prototypen, die dauerhaft dem Betrieb des 
Konzerns dienen sollen. Die Abschreibung der aktivierten 
Projekte, welche zu Material- und Personalkosten bewertet 
wurden, erfolgt über fünf Jahre. 

3. Sonstige betriebliche Erträge
Die Zuschüsse für Forschung und Entwicklung betreffen aus-
schließlich Zuwendungen der öffentlichen Hand – ggf. unter 
Einschaltung privatrechtlich organisierter Projektträger – und 
werden für im Geschäftsjahr angefallene nachgewiesene 
zweckgebundene Kosten (Aufwandszuschuss) gewährt. 
Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich nach Projektfortschritt. 

  Zuschüsse für aktivierte Entwicklungsaufwendungen aus 
den Vorperioden, für die ein passiver Abgrenzungsposten gebil-
det wurde, werden gemäß der Nutzungsdauer periodengerecht 
aufgelöst. Gleiches gilt für einen Baukostenzuschuss in Suhl 
aus Vorjahren in Höhe von T€aus Vorjahren in Höhe von T€aus Vorjahren in Höhe von T  413, der über den Abgrenzungs-
posten Zuwendungen ebenfalls periodengerecht aufgelöst wird.

5. Personalaufwand und Mitarbeiter

  Die Mitarbeiterzahl setzt sich im Jahresdurchschnitt wie 
folgt zusammen:

  Darüber hinaus werden zum 31. Dezember 2004 11 Teil-
zeitkräfte und 12 Auszubildende beschäftigt.

4. Materialaufwand

Sonstige betriebliche Erträge

592

222

1

144

185

67

113

1.324

813

137

123

73

26

10

205

1.387

Zuschüsse für Forschung und Entwicklung

Erträge aus Kursdifferenzen

Erträge aus Aufl ösung Wertberichtigungen

Erträge Aufl ösung von Rückstellungen

Erträge aus Anlagenabgängen

Aufl ösung Abgrenzungsposten für Zuwendungen

Übrige

20032004

Materialaufwand

6.158

475

6.633

in T€in T€in T

7.837

367

8.204

Aufwendungen für (System-)Teile

und für bezogene Waren

Aufwendungen für bezogene Leistungen

20032004

Personalaufwand

 7.769

211

7.980

1.343

48

196

1.587

9.567

in T€in T€in T

7.946

206

8.152

1.354

47

223

1.624

9.776

Löhne und Gehälter

Gehälter und Löhne

Übrige

Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung

Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen 

Sozialversicherung

Berufsgenossenschaft

Aufwendungen für Altersversorgung

20032004

56

39

47

66

208

55

45

47

65

212

Produktion

Vertrieb

Forschung und Entwicklung

Technik und Verwaltung

20032004

Mitarbeiter
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6. Abschreibungen
Die für verschiedene Gruppen des Anlagevermögens vorgenom-
menen Abschreibungen können dem Anlagenspiegel entnom-
men werden (Tz. 10).

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die gesamten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 
betrugen in 2004 3.406 T€betrugen in 2004 3.406 T€betrugen in 2004 3.406 T , wobei neben Materialkosten in 
Höhe von 574 T€Höhe von 574 T€Höhe von 574 T  weitere Kosten für u.a. Personalaufwand und 
Abschreibungen in Höhe von 2.832 T€Abschreibungen in Höhe von 2.832 T€Abschreibungen in Höhe von 2.832 T  entstanden sind.

  Die hier ausgewiesenen bestehenden Leasingverträge, die 
die Gesellschaft eingegangen ist, werden als Operating-Leasing-
verhältnisse eingestuft. Die geleisteten Leasingzahlungen 
werden in der Gewinn- und Verlustrechnung linear über die 
Laufzeit verrechnet.

  Zu den wesentlichen Verträgen, die unter Leasing aufge-
führt sind, gehören hauptsächlich Vereinbarungen über Kraft-
fahrzeuge. Unter Tz. 28 Sonstige fi nanzielle Verpfl ichtungen 
wird noch gesondert auf die genannten Leasingverträge einge-
gangen.

8. Finanzergebnis

Sonstige betriebliche Aufwendungen

781

627

552

64

314

321

251

253

258

234

236

83

158 

132 

147

220

291

172

59

55

201

5.409

in T€in T€in T

849

716

652

465

445

365

330

305

246

231

226

189

171

151

148

146

139

118

87

69

289

6.337

Werbe- und Vertriebsaufwand

Reisen, Bewirtungen

Miete, Mietnebenkosten, Leasing, Grund-

stücks- und Gebäudekosten

Verkaufsprovisionen

Rechts- und Beratungskosten

Reparatur, Instandhaltung, Betriebsbedarf

Kursverluste

Messekosten

Porto, Telefon, Telefax

Versicherungen, Beiträge, Abgaben

Investor Relations

Zuführung Wertberichtigung Forderungen, 

Forderungsverluste

Freiwillige soziale Aufwendungen, Aus- und 

Fortbildungskosten

Kraftfahrzeugkosten

Abschluss-, Publizitäts- und Prüfungskosten

Aufsichtsratsvergütungen einschl. 

Aufwandsersatz

Verbrauchsmaterial Forschung und 

Entwicklung

Fremdarbeiten

Bürobedarf, Bücher, Software

Kosten Geldverkehr

Übrige

20032004

Finanzergebnis

100

-6

-217

-2

-9

-134

in T€in T€in T

203

-24

-181

0

-6

-8

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Abschreibungen auf Wertpapiere des 

Umlaufvermögens

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Wandelschuldverschreibung

Barwertveränderung

Zahlung an Zeichner

20032004
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9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Tatsächliche und latente Steuern werden als Steueraufwand 
oder Steuerertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, 
es sei denn, sie betreffen unmittelbar im Eigenkapital erfasste 
Posten. In diesem Fall werden die Steuern erfolgsneutral im 
Eigenkapital erfasst.

  Auf noch nicht genutzte Verluste aus Tochtergesellschaften 
wurden in der Bilanz Steueransprüche von T€wurden in der Bilanz Steueransprüche von T€wurden in der Bilanz Steueransprüche von T  844 gebildet. 
Der Betrag der noch nicht genutzten steuerlichen Verluste aus 
Tochtergesellschaften, für die in der Bilanz kein latenter Steu-
eranspruch angesetzt wurde, beträgt T€eranspruch angesetzt wurde, beträgt T€eranspruch angesetzt wurde, beträgt T  298, vgl. Tz. 16. Bei 
der Aufstellung des Konzernabschlusses wurde der individuelle 
Ertragsteuersatz der betreffenden Länder für die Bewertung 
der aktiven und passiven latenten Steuern angewandt.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

427

225

-294

358

in T€in T€in T

398

251

-63

586

Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag

Gewerbeertragsteuer

Latente Steuern

20032004

Überleitung vom erwarteten zum tatsächlichen Steueraufwand

1.166

443

-121

26

-110

18

44

-26

0

0

81

3

358

in T€in T€in T

1.744

663

0

0

-204

0

0

0

16

38

23

50

586

Konzernjahresüberschuss vor Ertragsteuern

Erwarteter Steueraufwand 38% (Vorjahr: 38%)

Nutzung von Verlustvorträgen, für die bisher 

keine latenten Steuern aktiviert wurden

Nicht vorgenommene Aktivierung latenter 

Steuern bei Verlustsituation

Abweichende Steuersätze von 

Tochtergesellschaften

Temporäre Erhöhung der Körperschaftsteuer 

aufgrund des Flutopfersolidaritätsgesetzes

Nachholung im Vorjahr nicht berücksichtigter 

temporärer Unterschiede zwischen Handels- 

und Steuerbilanz

Steuererstattungen aufgrund einer 

Außenprüfung

Sonstige periodenfremde Steuernach-

zahlungen

Keine Berücksichtigung latenter Steuern auf 

erfolgsneutral verrechnete Kursdifferenzen

Keine Berücksichtigung latenter Steuern 

auf Abschreibungen auf Geschäfts- oder 

Firmenwerte

Sonstige Abweichungen

Tatsächlicher Steueraufwand 33,6% 

(Vorjahr: 31%)

20032004
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Konzernbilanz Aktiva

10. Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens 
zeigt folgende Übersicht:

  Die aus Unternehmenserwerben resultierenden Geschäfts- 
oder Firmenwerte (aktive Unterschiedsbeträge aus der Kapital-
konsolidierung) werden planmäßig erfolgswirksam über die 
jeweilige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Im Geschäfts-
jahr 2004 wurden die restlichen 10,79% sich bisher noch im 
Eigentum von Minderheitsgesellschaftern befi ndlichen Aktien 
der Laserquipment AG, Erlangen, im vierten Quartal 2004 für 
insgesamt T€insgesamt T€insgesamt T  126 in bar erworben. Dabei wurden durch den 
Erwerb von Minderheitenanteilen entstandene Geschäfts- oder 
Firmenwerte in Höhe von T€Firmenwerte in Höhe von T€Firmenwerte in Höhe von T  298 direkt mit dem Gewinnvor-
trag verrechnet.

  Zu jedem Bilanzstichtag erfolgt eine Einschätzung, ob An-
zeichen für einen Wertminderungsbedarf vorliegen. Sollte dies 
der Fall sein, wird der Buchwert des Geschäfts- oder Firmen-
werts mit dem erzielbaren Betrag verglichen. Sofern der Buch-
wert den erzielbaren Betrag übersteigt, erfolgt eine Abschrei-
bung.

  Software wird als immaterieller Vermögenswert mit den An-
schaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschrei-
bungen, bewertet. 

  Die aktivierten Entwicklungsleistungen werden ebenfalls 
linear abgeschrieben. Der Posten verteilt sich wie folgt auf die 
Segmente:

  Die Nutzungsrechte werden zu Anschaffungskosten bewertet 
und linear abgeschrieben.

  Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten, vermindert um kumulierte lineare Abschrei-
bungen, bewertet. Grund und Boden wird nicht abgeschrieben. 

  Die Herstellungskosten umfassen die Materialeinzel- und 
-gemeinkosten, die Fertigungseinzel- und -gemeinkosten, sowie 
produktionsbezogene anteilige Verwaltungskosten. Fremdkapital-
kosten werden nicht aktiviert.

  Es werden folgende Nutzungsdauern unterstellt:

  Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und 
Sachanlagen sind in der Position „Abschreibungen“ enthalten.

Stand

31.12.04

Anlagevermögen
in T€in T€in T

722

1.030

3.795

859

6.406

6.879

4.698

3.720

103

15.400

2

5

7

21.813

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögenswerte

  Software

  Geschäfts- oder Firmenwert

  Entwicklungsleistungen

  Nutzungsrechte

Sachanlagen

  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

  Technische Anlagen und Maschinen 

  Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

  Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Finanzanlagen

  Beteiligungen

  Sonstige Ausleihungen

Summe Anlagevermögen

Abgang

0

0

0

0

0

0

272

206

0

478

0

4

4

482

Umglie-

derung

0

0

0

0

0

0

143

0

-143

0

0

0

0

0

Zugang

105

0

223

8

336

45

630

275

113

1.063

0

0

0

1.399

Währungs-

differenzen

0

0

-4

-11

-15

-64

-150

-13

0

-227

0

0

0

-242

Stand

01.01.04

617

1.030

3.576

862

6.085

6.898

4.347

3.664

133

15.042

2

9

11

21.138

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Entwicklungsleistungen nach Segmenten

783

110

0

893

in T€in T€in T

350

259

0

609

Lasersysteme

Rapid PCB Prototyping

Sonstige

20032004

Angenommene Nutzungsdauer

3

5

5

5

25

10

3-10

3-10

Software

Geschäfts- oder Firmenwert

Entwicklungsleistungen

Nutzungsrechte

Gebäude

Außenanlagen

Technische Anlagen und Maschinen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Jahre
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  Leasingverhältnisse werden als Finanzierungsleasing klassi-
fi ziert, wenn durch die Leasingbedingungen im Wesentlichen 
alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen auf 
den Leasingnehmer übertragen werden. Alle anderen Leasing-
verhältnisse werden als Operating-Leasingverhältnisse einge-
stuft. 

  Im Rahmen von Finanzierungs-Leasingverhältnissen ge-
haltene Vermögenswerte werden als Vermögenswerte des Kon-
zerns mit dem gegenüber dem Barwert der Leasingraten gerin-
geren beizulegenden Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt erfasst. 
Die entsprechende Verbindlichkeit gegenüber dem Leasingge-
ber wird in der Bilanz als Verpfl ichtung aus Finanzierungslea-
sing erfasst. Das Finanzergebnis als Differenz zwischen der ge-
samten Leasingverpfl ichtung und dem beizulegenden Zeitwert 
wird in der Gewinn- und Verlustrechnung so über die Laufzeit 
des Leasingverhältnisses verteilt, dass über die Perioden ein 
konstanter Zinssatz auf den verbleibenden Saldo der Verpfl ich-
tung entsteht.

  Aus der Übertragung einer Sale-and-lease-back-Anlage im 
Rahmen eines Finanzierungs-Leasingverhältnisses im Vorjahr 
resultiert zum Stichtag eine Verbindlichkeit i.H.v. T€resultiert zum Stichtag eine Verbindlichkeit i.H.v. T€resultiert zum Stichtag eine Verbindlichkeit i.H.v. T  88. 
Dem steht ein Vermögenswert in Höhe von T€Dem steht ein Vermögenswert in Höhe von T€Dem steht ein Vermögenswert in Höhe von T  66 gegenüber. 
Die Laufzeit des Vertrages beträgt insgesamt 36 Monate (un-
kündbare Grundmietzeit) und verlängert sich jeweils um einen 
Monat, insgesamt maximal um 36 Monate, wenn der Leasing-
nehmer nicht vor Verlängerungsbeginn den Leasinggegenstand 
zu dem in Aussicht genommenen Ende der Leasinglaufzeit 
zurückgibt.

  Es existiert ein weiteres Finanzierungs-Leasingverhältnis, 
für das sich zum Stichtag ein Aktivwert in Höhe von T€für das sich zum Stichtag ein Aktivwert in Höhe von T€für das sich zum Stichtag ein Aktivwert in Höhe von T  15 
sowie eine Verbindlichkeit in Höhe von T€sowie eine Verbindlichkeit in Höhe von T€sowie eine Verbindlichkeit in Höhe von T  19 ergaben.

  Im Rahmen von Finanzierungs-Leasingverhältnissen ge-
haltene Vermögenswerte werden über ihre voraussichtliche 
Nutzungsdauer wie vergleichbare eigene Vermögenswerte oder 
über die kürzere Vertragslaufzeit abgeschrieben.

  Die Summe der Mindestleasingzahlungen zum Bilanzstich-
tag und für jede der folgenden Perioden beträgt:

Vorjahr

89

135

893

17

1.134

5.516

1.557

839

133

8.045

2

9

11

9.190

Stand

31.12.04

128

74

609

18

829

5.238

1.786

756

103

7.883

2

5

7

8.719

Stand

31.12.04

594

956

3.186

841

5.577

1.641

2.912

2.964

0

7.517

0

0

0

13.094

Aufl ösung

0

0

0

0

0

0

263

193

0

456

0

0

0

456

Umglie-

derung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zuführung

66

61

506

7

640

268

473

342

0

1.083

0

0

0

1.723

Wertberichtigungen

0

0

-3

-11

-14

-9

-88

-10

0

-107

0

0

0

-121

528

895

2.683

845

4.951

1.382

2.790

2.825

0

6.997

0

0

0

11.948

Währungs-

differenzen

Stand

01.01.04

Restbuchwerte

Leasingraten

-

41

65

in T€in T€in T

43

43

75

Leasingraten, die im Geschäftsjahr 2004 

verrechnet wurden

Bis zu 1 Jahr

Länger als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren

BarwertNominalwert
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11. Vorräte
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert am Bilanzstich-
tag angesetzt. 

  Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeug-
nisse enthalten Fertigungseinzel- und -gemeinkosten, Material-
einzel- und –gemeinkosten sowie produktionsbezogene anteili-
ge Verwaltungskosten. Entsprechend der Benchmark-Methode 
werden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten Fremdkapitalkosten nicht angesetzt. Grundsätzlich 
basiert die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens 
auf der Fifo-Methode. 

  Bei einem Teil der Vorräte bestehen übliche Sicherheiten 
wie Eigentumsvorbehalte.

  Auf den Vorratsbestand sind Wertberichtigungen auf den 
niedrigeren Nettoveräußerungswert in Höhe von T€niedrigeren Nettoveräußerungswert in Höhe von T€niedrigeren Nettoveräußerungswert in Höhe von T  391 vorge-
nommen worden. Der Vorratsbestand gliedert sich nach Seg-
menten im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

12. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Grundsätzlich sind die Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen zum Nominalbetrag bilanziert, vermindert um angemes-
sene Wertberichtigungen für geschätzte uneinbringliche Beträ-
ge. Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten 
sind zum Barwert angesetzt worden. Dabei werden Zuführun-
gen zu Wertberichtigungen auf die Forderungen in den sonsti-
gen betrieblichen Aufwendungen gezeigt, Aufl ösungen in den 
sonstigen betrieblichen Erträgen.

  Der Restbuchwert der Forderungen entfällt in Höhe von 
T€T€T  203 auf Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 
einem Jahr.

13. Sonstige Vermögenswerte
Die Sonstigen Vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten 
bzw. Nominalwerten bewertet.

14. Liquide Mittel
Die liquiden Mittel bestehen aus Kassenbestand T€Die liquiden Mittel bestehen aus Kassenbestand T€Die liquiden Mittel bestehen aus Kassenbestand T  9 (Vorjahr: 
T€T€T  9) sowie Guthaben bei Kreditinstituten T€ 9) sowie Guthaben bei Kreditinstituten T€ 9) sowie Guthaben bei Kreditinstituten T  5.620. (Vorjahr: 
T€T€T  4.811).

15. Rechnungsabgrenzungsposten
Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. T€Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. T€Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. T  108 (Vor-
jahr: T€jahr: T€jahr: T  107) enthält im Wesentlichen vorausbezahlte Versi-
cherungsbeiträge.

16. Steuerabgrenzung
Als aktiver Steuerabgrenzungsbetrag wurden latente Steuern 
im Wesentlichen aufgrund von Verlustvorträgen, Zwischen-
gewinnen und der Einstellung des Sonderpostens für Zuwen-
dungen gebildet. Aktive wie passive latente Steuern wurden 
anhand der Steuersätze bewertet, deren Gültigkeit für die Pe-
riode, in der ein Vermögenswert realisiert oder eine Schuld 
erfüllt wird, erwartet wird. Für zwei Tochtergesellschaften 
wurden aktive latente Steuern angesetzt, obwohl diese Gesell-
schaften im Geschäftsjahr 2004 ein negatives Jahresergebnis 
ausgewiesen haben. Aufgrund der vorliegenden Businesspläne 
ist davon auszugehen, dass diese latenten Steueransprüche 
in Folgejahren genutzt werden können. Die passiven latenten 
Steuern sind überwiegend auf aktivierte Entwicklungsleistun-
gen gebildet worden. Darüber hinaus wurden in Höhe von T€gen gebildet worden. Darüber hinaus wurden in Höhe von T€gen gebildet worden. Darüber hinaus wurden in Höhe von T
46 passive Steuerabgrenzungen auf Differenzen aus der Wäh-
rungsumrechnung von Nettoinvestitionen in wirtschaftlich selb-
ständige ausländische Teileinheiten direkt dem Eigenkapital 
belastet. Die Entwicklung der latenten Steuern stellt sich wie 
folgt dar:

Vorräte

6.352

3.004

48

109

9.513

in T€in T€in T

6.572

2.877

42

401

9.892

Lasersysteme

Rapid PCB Prototyping

Dienstleistungen

Sonstige

20032004

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

5.198

-142

-29

5.027

in T€in T€in T

4.704

-115

-27

4.562

Nominalbetrag der Forderungen

Einzelwertberichtigung einschl. Kursverluste

Pauschale Einzelwertberichtigung 

Forderungsbestand nach Wertberichtigungen, 

Abzinsung und Kursverlusten

20032004

Sonstige Vermögenswerte

220

162

67

165

266

880

in T€in T€in T

274

185

37           

35

302

833

Vorsteuererstattungsanspruch

Rückdeckungsversicherung

Ausstehende Zuschüsse

Erstattungsanspruch von Ertragsteuern

Übrige

20032004

20032004

Aktive latente Steuern

760

4

420

1.184

in T€in T€in T

844

0

420

1.264

Steuerliche Verlustvorträge

Sonderposten

Zwischengewinneliminierung und andere 

abzugsfähige temporäre Unterschiede

20032004

Passive latente Steuern

883

883

in T€in T€in T

605

605

Aktivierte Eigenleistungen und andere 

abzugsfähige temporäre Unterschiede

  Sonstige Vermögenswerte in Höhe von T€Sonstige Vermögenswerte in Höhe von T€Sonstige Vermögenswerte in Höhe von T  185 (Vorjahr: 
T€T€T  162) haben eine Restlaufzeit von über einem Jahr.
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Konzernbilanz-Passiva

17. Grundkapital
Gemäß des Hauptversammlungsbeschlusses vom 15. Juni 
2000 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu Euro 5.250.000 
(genehmigtes Kapital) durch ein- oder mehrmalige Ausgabe 
von bis zu 5.250.000 neuen Aktien gegen Bar- oder Sachein-
lage bis zum 14. Juni 2005 zu erhöhen.

  Das bedingte Kapital gem. § 4 Abs. 7 der Satzung wurde 
gemäß § 218 AktG dahingehend angepasst, dass das Grund-
kapital um bis zu € 500.000 bedingt erhöht ist. Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber 
der Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 
13. Oktober 1998 ausgegeben wurden, von ihren Wandlungs-
rechten auf Umtausch in neue Aktien Gebrauch machen. 
Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, 
in dem sie durch Ausübung von Wandlungsrechten entstehen, 
am Gewinn teil. Je € 1,00 Nennbetrag Schuldverschreibungen 
berechtigen den Inhaber bei Ausübung des Wandlungsrechts 
zum Erwerb einer neuen Stückaktie der LPKF Laser & Electro-
nics AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der 
LPKF Laser & Electronics AG von € 1,00. Der Wandlungspreis 
zum Erwerb einer solchen Stückaktie wird nach einer Formel 
berechnet, die auf einem Vergleich der Wertentwicklung der 
LPKF Aktie zum Deutschen Aktienindex (DAX) basiert. 
Im Falle der Ausübung des Wandlungsrechtes ist für den Er-
werb einer Stückaktie eine Barzuzahlung in Höhe des Betrages 
zu leisten, um den der Wandlungspreis den anteiligen Nennbe-
trag der umzutauschenden Schuldverschreibung übersteigt. 

  Die Laufzeit der Wandelanleihe betrug zunächst fünf Jahre 
(Laufzeitende 29. Dezember 2003) mit einer jährlichen Ver-
zinsung von 5%. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 
13. Juni 2002 wurde der Vorstand ermächtigt, die Laufzeit ab 
Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen auf längstens zehn 
Jahre zu erhöhen. Darüber hinaus wurden die Ausübungszeit-
räume von zwei auf vier Wochen verlängert und die Anzahl der 
Ausübungszeiträume auf vier erhöht. Damit ist eine Ausübung 
jeweils ab dem Tag nach Veröffentlichung der Quartalsberichte 
möglich. Eine erstmalige Wandlung erfolgte nach der ordent-
lichen Hauptversammlung am 17. Mai 2001. Dabei entstan-
den 137.770 neue Aktien. Im Geschäftsjahr 2002 entstanden 
durch Wandlung 10.125 neue Aktien. Seitdem erfolgten keine 
weiteren Wandlungen.

  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach den Wand-
lungen € 10.647.895,00 und ist eingeteilt in 10.647.895 
Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem rechneri-
schen Anteil von je € 1,00.

  Das Aufgeld aus der Ausgabe der neuen Aktien wurde in 
die Kapitalrücklage eingestellt.

  Der Vorstand wurde durch die Hauptversammlung am 
17. Mai 2001 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
bis zum 16. Mai 2011 bis zu 600.000 Bezugsrechte (im Fol-
genden auch „Optionsrechte“) an Mitglieder des Vorstandes 
sowie Führungskräfte und sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft 
bzw. gegenwärtig oder zukünftig verbundenen Unternehmen zu 
folgenden Bedingungen auszugeben (nachfolgend „Stock Option 
Programm 2001“):

  Bezugsberechtigt für die zur Verfügung stehenden 600.000 
Optionen sind Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft mit 
maximal 120.000 Optionsrechten (20% des Gesamtvolumens), 
Mitarbeiter einschließlich der übrigen Führungskräfte der 
Gesellschaft mit maximal 300.000 Options rechten (50%), 
Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen 
mit maximal 60.000 Optionsrechten (10%) und Mitarbeiter 

ver bun dener Unternehmen mit maximal 120.000 Optionsrech-
ten (20%).

  Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlos-
sen.

  Die Laufzeit des Stock Option Programms beträgt fünf 
Jahre. Die ausgegebenen Optionsrechte können in diesem Zeit-
raum ausgeübt werden. Durch Ausübung des Optionsrechts 
können im Verhältnis 1:1 Stückaktien gegen Zahlung des 
Basispreises bezogen werden. Der Bezug fi ndet nach Maß gabe 
der vom Vorstand der Gesellschaft im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat im Einzelnen formulierten Bedingungen und vor-
behaltlich etwaiger Anpassungen durch Kapitalmaßnahmen 
oder einer Umwandlung der Gesellschaft statt. 

  Der Basispreis ergibt sich aus dem Durchschnittskurs des 
an den letzten 10 Börsentagen vor Optionsausgabe festgestell-
ten Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Han-
del an der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Basispreis beträgt 
mindestens € 1,00. 

  Die durch die Ausübung erworbenen jungen Stückaktien 
sind im Bezugsjahr gewinnberechtigt. Die Bereitstellung der 
notwendigen Stückaktien zur Erfüllung der ausgeübten Options-
rechte wird durch bedingte Kapitalerhöhungen erreicht. Das 
Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 10.647.895,00  
wird um bis zu € 600.000 durch Ausgabe von bis zu 600.000 
Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 
nur zum Zweck des Stock Option Programms 2001 und nur in 
Höhe der eingeräumten Optionsrechte durchgeführt. Die Sat-
zung der LPKF Laser & Electronics AG enthält diesbezüglich 
eine Erweiterung des § 4. 

  Die möglichen Erwerbszeiträume liegen jeweils in einer 
Spanne von 30 Werktagen, beginnend mit dem Ablauf des ers-
ten Bankarbeitstags nach Veröffentlichung der Quartalszahlen. 
Die an die jeweilige Gruppe der Optionsberechtigten ausgege-
bene Tranche darf pro Jahr nicht größer als 25% des Gesamt-
volumens sein. 

  Die Optionsberechtigten können die Optionsrechte bis zu 
50% grundsätzlich frühestens zwei Jahre, für weitere 25% 
frühestens drei Jahre und für die restlichen 25% frühestens 
vier Jahre nach ihrer Ausgabe ausüben. Die Optionsrechte ver-
fallen, wenn das aktive Anstellungsverhältnis aufgrund eines 
vom Berechtigten zu vertretenden Grundes endet. Die Options-
rechte können darüber hinaus erst ausgeübt werden, wenn 
die relative Wertentwicklung der LPKF Laser & Electronics AG 
Aktie (Schlusskurs XETRA-Handel) höher ist als die relative 
Wertentwicklung des NEMAX-All-Share (Neuer Markt Index) 
bzw. des Technology-All-Share-Index als Nachfolgeindex des 
NEMAX-All-Share gemäß Beschluss der Hauptversammlung 
vom 5. Juni 2003 im Zeitraum ab dem Tag des Erwerbs bis 
zum Tag der Ausübung (Erfolgsziel im Sinne des § 193 Abs. 2 
Nr. 4 AktG). 

  Zur Ausübung sind vier Zeiträume von jeweils vier Wochen 
vorgesehen. Diese beginnen mit dem Ablauf des ersten Bank-
arbeitstags nach Veröffentlichung der Quartals- bzw. Jahres-
zahlen. Die Ausübung ist von dem Tag an ausgeschlossen, an 
dem die Gesellschaft ein Angebot an die Aktionäre zum Bezug 
von neuen Aktien oder Teilschuldverschreibungen mit Wandel- 
oder Optionsrechten durch Anschreiben an alle Aktionäre oder 
durch eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger der Bundesre-
publik Deutschland bekannt gibt, bis zu dem Tag, an dem die 
bezugsberechtigten Aktien von der Gesellschaft an der Wert-
papierbörse, an der die Aktien der Gesellschaft eingeführt 
wurden, erstmals amtlich „ex Bezugsrecht“ notiert werden.

  Alle im Rahmen der Gewährung bzw. Ausübung der Opti-
onsrechte etwaig anfallenden Steuern, einschließlich Kirchen-
steuer und Solidaritätszuschlag, hat der Optionsberechtigte 
selbst zu tragen.
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  Der Vorstand der Gesellschaft – sofern dieser selbst betrof-
fen ist, der Aufsichtsrat – ist ermächtigt, die weiteren Einzel-
heiten zur Ausgestaltung des Stock Option Programms 2001 
zu bestimmen. Hierzu gehören insbesondere:
- Die Festlegung der Anzahl der auf den Einzelnen oder eine 

Gruppe von Berechtigten entfallenden Optionsrechte sowie 
den jeweiligen Einräumungszeitraum innerhalb der Erwerbs-
zeiträume;

- Die Übertragbarkeit bzw. Handelbarkeit der Optionsrechte 
auszuschließen oder zu gewährleisten;

- Die Einzelheiten der Abwicklung des Programms sowie Moda-
litäten der Gewährung und der Ausübung und darüber hinaus 
die Bereitstellung der Bezugsaktien in Übereinstimmung mit 
den Börsenzulassungsvorschriften;

- Die Regelung über die Behandlung von Optionsrechten in 
Sonderfällen (z.B. bei Tod oder Erziehungsurlaub des Opti-
ons  berechtigten);

- Im Interesse der Gesellschaft Kündigungsgründe zu bestim-
men sowie die Kündigungsmodalitäten im Einzelnen zu 
regeln, insbesondere näher zu bestimmen, wenn das Anstel-
lungsverhältnis aus einem vom Optionsberechtigten zu 
vertretenden Grund endet;

- Etwaige Änderungen des Programms, die aufgrund einer 
geänderten Gesetzeslage oder Rechtsprechung notwendig 
werden, um die wirtschaftlichen Grundlagen des Stock 
Option Programms 2001 sicherzustellen.

  Im Rahmen dieser Ermächtigung hat der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats die Optionsbedingungen 2002 
vom 13. Juni 2002 beschlossen.

  Im Geschäftsjahr 2002 wurden in einer ersten Tranche 
75.014 Optionen an den genannten Personenkreis ausgege-
ben. Eine Ausübung der Optionsrechte durch die Berechtig-
ten ist erstmals im Geschäftsjahr 2004 möglich. Der Bezugs-
preis wurde mit € 6,84 festgesetzt. Eine zweite Tranche von 
76.706 Optionen wurde im Geschäftsjahr 2003 mit einem 
Bezugspreis von € 2,92 begeben. 73.700 Optionen wurden 
im Zuge der Ausgabe der dritten Tranche in 2004 mit einem 
Bezugspreis von € 4,10 ausgegeben. Von den ausgegebenen 
Optionen waren am Stichtag noch 176.376 Optionen aus-
übungsberechtigt.

  Entsprechend IAS 19.145 wurden gewährte Aktienoptionen 
nicht in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung be-
rücksichtigt.

  Gemäß SIC 17 erfolgte eine Umgliederung der (Netto-)
Emis sionskosten in Höhe von T€Emis sionskosten in Höhe von T€Emis sionskosten in Höhe von T  697 durch erfolgsneutrale 
Anpassung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2001 aus den 
Kapitalrücklagen in den Bilanzgewinn.

  Am Bilanzstichtag hielt die LPKF Laser & Electronics AG 
50.000 eigene Aktien.

18. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
Der Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter an 
Tochtergesellschaften entwickelte sich wie folgt:

  Die Veränderungen resultieren aus dem auf fremde Gesell-
schafter entfallenden Anteil am Jahresergebnis des Konzerns, 
aufgrund der Währungsumrechnung, aus Maßnahmen der 
Erstkonsolidierung sowie aus Auszahlungen an andere Gesell-
schafter.

19. Rückstellungen für Pensionen
In Deutschland besteht eine beitragsorientierte gesetzliche 
Grundversorgung der Arbeitnehmer, die Rentenzahlungen in 
Abhängigkeit vom Einkommen und den geleisteten Beiträgen 
übernimmt. Mit Zahlung der Beiträge an die staatlichen Ren-
tenversicherungsträger bestehen für das Unternehmen keine 
weiteren Leistungsverpfl ichtungen. Darüber hinaus haben ein-
zelne Arbeitnehmer des Konzerns im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung 
einen Vertrag mit einem privaten Versicherungsträger geschlos-
sen. Auch hieraus entstehen für das Unternehmen neben den 
im laufenden Personalaufwand ausgewiesenen Kosten für 
einen Zuschuss keine Leistungsverpfl ichtungen.

  Die in der Bilanz ausgewiesenen Pensionsrückstellungen 
beinhalten ausschließlich leistungsorientierte Pensionszusagen 
an derzeitige und ausgeschiedene Vorstände der Muttergesell-
schaft. Dabei erfolgte die Bewertung gemäß IAS 19 nach der 
Korridormethode, bei der versicherungsmathematische Gewin-
ne und Verluste nicht berücksichtigt werden, soweit sie zehn 
Prozent des Verpfl ichtungsumfangs nicht übersteigen und dem 
international üblichen Anwartschaftsbarwertverfahren (Projec-
ted Unit Credit Method) auf Grundlage der „Richtlinien“ von 
Dr. Klaus Heubeck.

  Folgende Beträge wurden für Leistungszusagen in der 
Bilanz erfasst:

  Folgende Beträge wurden in der Gewinn- und Verlustrech-
nung erfasst:

20032004

Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter

1.705

-148

1.557

1.557

351

1.908

Stand 1. Januar

Zu-/Abgänge

Stand 31. Dezember

in T€in T€in T

20032004

Leistungszusagen in der Bilanz

287

-53

234

294

-28

266

Barwert der nicht extern fi nanzierten 

Verpfl ichtungen

Nicht erfasste fi nanzmathematische Verluste

In der Bilanz erfasste Nettoschuld

in T€in T€in T

20032004

In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Beträge

14

1

16

31

14

1

17

32

Laufender Dienstzeitaufwand

Amortisierte versicherungsmathematische 

Verluste

Zinsaufwand aus der Verpfl ichtung

Summe der in der Gewinn- und Verlust-

rechnung ausgewiesenen Aufwendungen

in T€in T€in T
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  Der laufende Dienstzeitaufwand und die versicherungsma-
thematischen Gewinne/Verluste werden im Personalaufwand 
erfasst. Der Zinsaufwand auf die Verpfl ichtung wird im Finanz-
ergebnis ausgewiesen.

  Die in der Bilanz erfasste Nettoschuld hat sich wie folgt 
verändert:

  Der Berechnung der Pensionsrückstellungen wurden die 
folgenden Annahmen zugrunde gelegt:

20. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen
Rückstellungen werden für rechtliche oder effektive Verpfl ich-
tungen gebildet, die ihren Ursprung in der Vergangenheit 
haben, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung der Ver-
pfl ichtung zu einem Abfl uss von Konzernressourcen führt und 
eine zuverlässige Schätzung der Verpfl ichtungshöhe vorgenom-
men werden kann.

  Die übrigen Rückstellungen enthalten insbesondere Rück-
stellungen für Rechts- und Beratungskosten, für Berufsgenos-
senschaft, Urlaub und Überstunden sowie ausstehende Rech-
nungen. 

  Außer den Pensionsrückstellungen sind alle genannten 
Rückstellungen innerhalb eines Geschäftsjahres fällig.

20032004

Entwicklung der Nettoschuld

203

31

0

0

234

234

32

0

0

266

Pensionsrückstellung zum 1.1.

In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasster 

Nettoaufwand

Rentenzahlungen aus Firmenvermögen

Sonstiges

In der Bilanz erfasste Nettoschuld am 31.12.

in T€in T€in T

20032004

Berechnung der Pensionsrückstellungen (Annahme)

5,75%

0,0%

1,25%

0,0%

5,0%

0,0%

1,5%

0,0%

Abzinsungssatz zum 31.12.

Künftige Entgeltsteigerungen

Künftige Rentensteigerungen

Fluktuationsrate

20032004

Steuerrückstellungen

64

1

 111

176

in T€in T€in T

205

217

 107

529

Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag

Gewerbesteuer

Sonstige Steuern aufgrund Betriebsprüfung 

Stand 31.12.04

Rückstellungsspiegel
in T€in T€in T

266

529

87

187

171

486

1.726

Rückstellungen für Pensionen

Steuerrückstellungen

Tantieme

Garantie

Jahresabschlusskosten

Übrige

Zuführung

72

422

87

187

171

486

1.425

Aufl ösung

40

0

0

15

6

12

73

Inanspruch nahme

0

69

100

180

142

314

805

Stand 01.01.04

234

176

100

195

148

326

1.179
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21. Verbindlichkeiten
Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten er-
gibt sich aus dem nachfolgend dargestellten Verbindlichkeiten-
spiegel:

  Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten 
festverzinsliche Darlehen in Höhe von T€festverzinsliche Darlehen in Höhe von T€festverzinsliche Darlehen in Höhe von T  2.469 (Vorjahr: T€ 2.469 (Vorjahr: T€ 2.469 (Vorjahr: T
2.866), deren Verzinsung sich wie im Vorjahr auf 3,75% p.a. 
bis 5,85% p.a. beläuft.

  Der beizulegende Zeitwert der festverzinslichen Darlehen 
beträgt T€beträgt T€beträgt T  2.436. Die Darlehen sind bis auf das im Geschäfts-
jahr 2003 aufgenommene Darlehen zweckgebunden für die 
Finanzierung von Neubaumaßnahmen.

  Unter den sonstigen Verbindlichkeiten wird ein von der 
LPKF Laser & Elektronika d.o.o. aufgenommenes, ungesicher-
tes kurzfristiges Darlehen in Höhe von umgerechnet T€tes kurzfristiges Darlehen in Höhe von umgerechnet T€tes kurzfristiges Darlehen in Höhe von umgerechnet T  37 
ausgewiesen, das mit 6,0% p.a. zu verzinsen ist und von 
einem nahestehenden Unternehmen gewährt wurde.

  Die übrigen Verbindlichkeiten sind unverzinslich.

22. Anleihe
Wandelanleihen sind zusammengesetzte Finanzinstrumente, 
die aus einer Eigenkapital- und einer Schuldkomponente be-
stehen. Am Tag der Ausgabe wurde der beizulegende Zeitwert 
der Schuldkomponente unter Anwendung des maßgeblichen 
Zinssatzes für eine ähnliche Anleihe ohne Wandlungsrecht ge-
schätzt. Der Buchwert der Wandelanleihe per 31. Dezember 
2004 entspricht dem beizulegenden Zeitwert.

Art der

Sicherheit

Verbindlichkeitenspiegel
in T€in T€in T

-

(-)

*,**

(*,**)

-

(-)

-

(-)

**

(**)

Wandelschuldverschreibungen

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

gesicherte

Beträge

-

(-)

2.065

(2.328)

-

(-)

-

(-)

37

(38)

2.102

(2.366)

mehr als

5 Jahren

-

(-)

787

(1.048)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

787

(1.048)

1 bis 5

Jahren

-

(-)

1.297

(1.420)

-

(-)

71

(151)

6

(-)

1.374

(1.571)

bis zu

1 Jahr

113

(175)

505

(490)

311

(337)

1.358

(844)

770

(835)

3.057

(2.681)

Gesamt-

betrag

113

(175)

2.589

(2.958)

311

(337)

1.429

(995)

776

(835)

5.218

(5.300)

mit einer Restlaufzeit von

*Grundschuld, Forderungsabtretung   **Sicherungsübereignung

ZinsfestschreibungZinssatz p.a.

Darlehenskonditionen

09/99 - 09/09

09/99 - 09/09

01/00 - 09/09

01/03 - 12/07

in T€in T€in T

3,75 %

5,85 %

5,41 %

5,50 %

658

1.150

1.585

672

Auszahlungsbetrag
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Sonstige Angaben

23. Kapitalfl ussrechnung
In dem Mittelzufl uss aus laufender Geschäftstätigkeit sind 
Ertragsteuerzahlungen in Höhe von T€Ertragsteuerzahlungen in Höhe von T€Ertragsteuerzahlungen in Höhe von T  491 (Vorjahr: T€ 491 (Vorjahr: T€ 491 (Vorjahr: T  752) 
sowie Zinsausgaben von T€sowie Zinsausgaben von T€sowie Zinsausgaben von T  187 (Vorjahr: T€ 187 (Vorjahr: T€ 187 (Vorjahr: T  228) und Zins-
einnahmen in Höhe von T€einnahmen in Höhe von T€einnahmen in Höhe von T  203 (Vorjahr: T€ 203 (Vorjahr: T€ 203 (Vorjahr: T  96) enthalten. 
Unter den kurzfristigen Finanzanlagen werden ausschließlich 
in der Bilanz unter den Wertpapieren ausgewiesene Anteile an 
Geldmarkt- bzw. Rentenfonds gezeigt. Die in der Bilanz unter 
den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewie-
senen Salden betreffen in Höhe von T€senen Salden betreffen in Höhe von T€senen Salden betreffen in Höhe von T  120 (Vorjahr: T€ 120 (Vorjahr: T€ 120 (Vorjahr: T  92) 
Kontokorrentverbindlichkeiten sowie Darlehensverbindlichkeiten 
in Höhe von T€in Höhe von T€in Höhe von T  2.469 (Vorjahr: T€ 2.469 (Vorjahr: T€ 2.469 (Vorjahr: T  2.866).

24. Ergebnis pro Aktie
Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie wird gemäß IAS 33 als 
Quotient aus dem den Aktionären der LPKF Laser & Electro-
nics AG zustehenden Konzernjahresüberschuss und der Anzahl 
der während des Geschäftsjahres in Umlauf befi ndlichen Aktien 
ermittelt. 

  Eine Verwässerung des Ergebnisses pro Aktie tritt dann 
ein, wenn die durchschnittliche Aktienanzahl durch Hinzurech-
nung der Ausgabe potenzieller Aktien aus den von der LPKF 
Laser & Electronics AG begebenen Wandelschuldverschreibun-
gen sowie aus im Rahmen des Aktienoptionsprogramms ausge-
gebenen Optionen erhöht wird. Wandelschuldverschreibungen 
und Optionen wirken grundsätzlich ergebnisverwässernd.

25. Dividende pro Aktie
Ausschüttungen werden erst nach Beschluss der Hauptver-
sammlung der LPKF Laser & Electronics AG als Gewinnverwen-
dung berücksichtigt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen bei 
der Hauptversammlung am 1. Juni 2005 vor, aus dem für das 
Geschäftsjahr 2004 in Höhe von € 1.447.053,91 ausgewie-
senen Bilanzgewinn der LPKF Laser & Electronics AG eine 
Dividende von € 0,04 pro Stückaktie, das sind insgesamt 
€ 425.915,80 auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 
€ 10.647.895,00 an die Aktionäre auszuschütten, den ver-
bleibenden Bilanzgewinn in Höhe von € 1.000.000,00 in die 
Gewinnrücklagen (andere Gewinnrücklagen gemäß § 266 Abs. 
3 A. III. Nr. 4 HGB) einzustellen und den nach Einstellung in 
die Gewinnrücklagen verbleibenden Betrag von € 21.138,11 
auf neue Rechnung vorzutragen.

  Für den Fall, dass sich im Zeitpunkt der Ausschüttung 
noch eigene Aktien im Bestand befi nden, wird der Vorstand 
vorschlagen, den Bilanzgewinn der LPKF Laser & Electronics 
AG zur Zahlung einer Dividende von € 0,04 pro Stückaktie, 
das sind insgesamt € 423.915,80 auf das dividendenberech-
tigte Grundkapital von € 10.597.895,00 auszuschütten. Des 
Weiteren wird vorgeschlagen, den verbleibenden Bilanzgewinn 
in Höhe von € 1.000.000,00 in die Gewinnrücklagen (andere 
Gewinnrücklagen gemäß § 266 Abs. 3 A. III. Nr. 4 HGB) ein-
zustellen und den nach Einstellung in die Gewinnrücklagen ver-
bleibenden Betrag von € 23.138,11 auf neue Rechnung vorzu-
tragen.

2003

Ergebnis pro Aktie

10.647.895

 29.256

10.677.151

768

768

0,07

0,07

Aktienanzahl unverwässert

Effekt aus der Ausgabe potenzieller Aktien aus Wandelschuldverschreibungen und Optionsprogramm

Aktienanzahl verwässert

Konzernergebnis (in T€Konzernergebnis (in T€Konzernergebnis (in T )

Bereinigtes Konzernergebnis (in T€Bereinigtes Konzernergebnis (in T€Bereinigtes Konzernergebnis (in T )

Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (in €)

Verwässertes Ergebnis pro Aktie (in€)

2004

10.633.365

0

10.633.365

930

930

0,09

0,09
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26. Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen

Zeltra Naklo d.o.o., Slovenien
Ein Gesellschafter des Tochterunternehmens LPKF Laser & 
Elektronika d.o.o. hält 100% der Anteile an der Zeltra Naklo 
d.o.o. In 2004 wurden von diesem nahestehenden Unterneh-
men Material- und Anlagenlieferungen, Handelswaren sowie 
Dienstleistungen durch Konzernunternehmen in Höhe von 
T€T€T  33 bezogen. Des Weiteren hat das nahestehende Unterneh-
men dem slowenischen Tochterunternehmen ein kurzfristiges 
Darlehen über nominal TSIT 8.990 gewährt, das marktüblich 
zu verzinsen ist.

PMV d.o.o., Slovenien
Die Anteile an der PMV d.o.o. werden zu 50% von einem Ge-
sellschafter des Tochterunternehmens LPKF Laser & Elektro-
nika d.o.o. und zu 50% von anderen nahestehenden Personen 
gehalten. Die Geschäftsbeziehungen umfassten in 2004 Ent-
wicklungs- und Fertigungsleistungen sowie Vermietungen bzw. 
Lizenzverträge und beliefen sich auf T€Lizenzverträge und beliefen sich auf T€Lizenzverträge und beliefen sich auf T  484. Des Weiteren 
haben Konzernunternehmen Lieferungen und Leistungen in 
Höhe von T€Höhe von T€Höhe von T  55 an die PMV d.o.o. erbracht.

Beziehungen zu Organmitgliedern und anderen nahestehenden 
natürlichen Personen
Der Geschäftsführer der LPKF Properties LLC hat dieser Ge-
sellschaft ein Darlehen in Höhe von T€sellschaft ein Darlehen in Höhe von T€sellschaft ein Darlehen in Höhe von T  109 gewährt. 

  Des Weiteren wurden Sekretariatsdienstleistungen im Wert 
von T€von T€von T  20 durch Mitarbeiter einer Gesellschaft erbracht, an 
der der Geschäftsführer der LPKF France S.A.R.L. beteiligt 
ist.

  Ein außenstehender Gesellschafter der slowenischen Toch-
tergesellschaft hat Dienstleistungen im Wert von T€tergesellschaft hat Dienstleistungen im Wert von T€tergesellschaft hat Dienstleistungen im Wert von T  20 an 
diese Gesellschaft erbracht.

  Die LPKF AG hat zum Stichtag gegenüber den Aufsichts-
ratsmitgliedern Verbindlichkeiten in Höhe von T€ratsmitgliedern Verbindlichkeiten in Höhe von T€ratsmitgliedern Verbindlichkeiten in Höhe von T  157. 
Die Kanzlei CMS, der Herr Dr. Büsching als Partner angehört, 
hat Beratungsleistungen im Wert von T€hat Beratungsleistungen im Wert von T€hat Beratungsleistungen im Wert von T  91 an den Konzern 
erbracht. 

  Außerdem wurden je ein naher Familienangehöriger eines 
inzwischen ausgeschiedenen Mitglieds der Unternehmens-
leitung bzw. eines Aufsichtsratsmitglieds des Mutterunterneh-
mens im Angestelltenverhältnis beschäftigt.

  Ansonsten bestehen keine weiteren wesentlichen Forderun-
gen und Verbindlichkeiten sowie gezahlte Vergütungen oder 
gewährte Vorteile an nahestehende Personen gegenüber Unter-
nehmen der LPKF Gruppe.

27. Corporate Governance Kodex
Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung 
des Vorstands und des Aufsichtsrats zur Anwendung der Emp-
fehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex und die Hinweise zu Abweichungen von den 
Empfehlungen wurde den Aktionären durch Einstellung in die 
Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht.

28. Sonstige Angaben

Sonstige fi nanzielle Verpfl ichtungen
Es bestehen längerfristige Grundstück- und Gebäudemietver-
träge für die Geschäftsräume von A-Laser, LPKF d.o.o., Laser-
quipment AG und LPKF France sowie PKW-Leasingverträge 
bei LPKF Motion & Control und der Muttergesellschaft.

  Die bestehenden PKW-Leasingverträge sind den Opera-
ting-Leasingverhältnissen zuzuordnen. Grundlage für die zu 
leistenden Leasingraten sind Leasingverträge mit der Volkswa-
gen Leasing GmbH, deren Berechnung sich aufgrund der Lauf-
zeit und der Kilometerleistung der jeweiligen Fahrzeuge ergibt.

  Darüber hinausgehende Bestimmungen oder Absprachen 
bezüglich Laufzeitverlängerung oder vergünstigten Kaufoptio-
nen bestehen nicht.

  Die Summe der künftigen Mietleasingzahlungen aufgeteilt 
nach Laufzeit beträgt:
- Im Periodenergebnis enthaltene Leasingraten: T€T€T  46
- bis zu 1 Jahr T€T€T  34
- länger als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren T€T€T  27.

  Zu den Finance-Lease-Verpfl ichtungen vgl. Tz. 10.
  Darüber hinaus bestehen keine nennenswerten fi nanziellen 

Verpfl ichtungen.

Financial Instruments IAS 39
Die LPKF Laser & Electronics AG hat in ihrem Konzernab-
schluss IAS 39 ab dem Geschäftsjahr 2001 übernommen. 

1. Originäre Finanzinstrumente
IAS 39 unterscheidet grundsätzlich zwischen originären und 
derivativen Finanzinstrumenten, dabei werden die originären 
Finanzinstrumente in die folgenden Kategorien unterteilt:
- zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente
- bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen
- ausgereichte Kredite und Forderungen
- zur Veräußerung verfügbare fi nanzielle Vermögenswerte

  Finanzinstrumente, die den Kategorien „zu Handelszwe-
cken gehaltene Finanzinstrumente“ und „bis zur Endfälligkeit 
zu haltende Finanzinvestitionen“ zuzuordnen sind, liegen nicht 
vor. 

  Bei den „ausgereichten Krediten und Forderungen“ han-
delt es sich insbesondere um Ausleihungen, Forderungen und 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige 
Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten aus Wandelschuld-
verschreibungen, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
und sonstige Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgt mit fort-
geführten Anschaffungskosten bzw. mit dem beizulegenden 
Zeitwert. Änderungen des beizulegenden Zeitwerts werden 
erfolgswirksam bilanziert.

  Zu den „zur Veräußerung verfügbaren fi nanziellen Vermö-
genswerten“ gehören unter anderem Liquide Mittel und die 
Wertpapiere des Umlaufvermögens. Bei den Wertpapieren han-
delt es sich um Geldmarktfonds sowie Anteile an einem Ren-
tenfonds, welche mit dem am Abschlussstichtag bestehenden 
Kurs (Zeitwert) bewertet wurden. Änderungen des beizulegen-
den Zeitwerts werden erfolgswirksam bilanziert.

  In diesem Zusammenhang ist auch die Beteiligung an der 
Photonic Net GmbH zu nennen, die ebenfalls als „zur Veräu-
ßerung verfügbarer fi nanzieller Vermögenswert“ anzusehen 
ist. Hierbei handelt es sich um eine strategische Beteiligung 
mit dem Ziel, im optischen Bereich (Laser) eine Plattform für 
Know-How-Austausch zu schaffen. Dieses Unternehmen hat 
keine Gewinnmaximierung zum Ziel. Da für diese Anteile kein 
aktiver Markt existiert und sich Zeitwerte nicht mit vertretba-
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rem Aufwand verlässlich ermitteln lassen, werden sie mit ihren 
Anschaffungskosten gezeigt.

  Käufe und Verkäufe von bilanziellen Vermögenswerten er-
folgen nach der Methode der Bilanzierung zum Erfüllungstag. 

2. Derivative Finanzinstrumente
Der Konzern nutzt verschiedene derivative Finanzinstrumente 
zur Sicherung künftiger Transaktionen und Cashfl ows.

  Die zu erwartenden Zahlungsströme in Fremdwährungen 
werden zu maximal 50% für einen Zeitraum von bis zu sechs 
Monaten gesichert. Unterjährig wurden zur Absicherung von 
Währungsrisiken aus geplanten Umsätzen bzw. Materialbe-
schaffungen vier Devisensicherungskontrakte in Form von 
Termingeschäften (Cash Flow Hedges) mit einem Nominal-
volumen von TUS$ 203 und TGB£ 46 eingegangen. Ein Kurs-
sicherungsgeschäft über TGB£ 25 war am Bilanzstichtag noch 
nicht ausgeglichen. Diese am Stichtag noch drei Wochen lau-
fenden Optionen wurden mit dem negativen beizulegenden 
Zeitwert in Höhe von T€Zeitwert in Höhe von T€Zeitwert in Höhe von T  1 bewertet. Darüber hinaus wurden 
zur Sicherung bestehender Dollarforderungen in Höhe von 
TUS$ 1.000 zwei Devisenoptionsgeschäfte abgeschlossen 
(Fair-Value-Hedge). Diese am Stichtag ausgelaufenen Optio-
nen wurden unterjährig mit dem Zeitwert bewertet. Die Zeit-
werte (Marktwerte) wurden uns von dem emittierenden Kredit-
institut mitgeteilt. Änderungen der beizulegenden Zeitwerte 
werden erfolgswirksam bilanziert, sofern bereits bilanzwirk-
same Transaktionen vorliegen. Aus den Sicherungsgeschäften 
ergaben sich Gewinne in Höhe von T€ergaben sich Gewinne in Höhe von T€ergaben sich Gewinne in Höhe von T  69 und Verluste von 
T€T€T  3. Weitere Derivate und Sicherungsgeschäfte lagen zum 
31. Dezember 2004 nicht vor.

3. Sicherungspolitik und Risikomanagement
Rund 75% des Konzernumsatzes werden mit Kunden außer-
halb Deutschlands erwirtschaftet. Aufgrund seiner Aktivitäten 
ist der Konzern verschiedenen Risiken ausgesetzt. Generell 
ist das Risikomanagement-System des Konzerns auf die Un-
sicherheiten aus der künftigen Entwicklung der Finanzmärkte 
ausgerichtet und hat die Minimierung nachteiliger Folgen für 
die fi nanzielle Leistungskraft des Konzerns zum Ziel. Das Ri-
sikomanagement wird federführend durch den Vorstand ver-
antwortet, welcher die allgemeinen Grundsätze für das Risi-
ko management vorgibt und die Vorgehensweise festlegt. 
Die Durchführung erfolgt durch die Fachabteilungen unter Ein-
haltung der genehmigten Geschäftsprinzipien und wird durch 
den Riskmanager des Konzerns koordiniert.

  Die wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit Finanzin-
strumenten für den LPKF Konzern werden im Folgenden erläu-
tert:

Liquiditätsrisiko
Die Minimierung des Liquiditätsrisikos wird durch eine kontinu-
ierliche Liquiditätsplanung gewährleistet. Neben den vorhan-
denen liquiden Mitteln stehen Kreditlinien bei verschiedenen 
Banken zur Verfügung. Wesentliche langfristige Bankkredite 
wurden zur Finanzierung der Gebäude an den Standorten Suhl 
und Garbsen verwendet. 

Währungsrisiko
Auf Grund seiner internationalen Geschäftstätigkeit ist der 
LPKF Konzern Währungsrisiken insbesondere bezüglich des 
US-Dollars ausgesetzt. Zur Absicherung gegen Währungsrisi-
ken wurden unterjährig Termin- und Devisenoptionsgeschäfte 
abgeschlossen. 

Zinsänderungsrisiko
Das Konzernergebnis und der Cash-Flow aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit sind weitgehend unabhängig von Änderun-
gen des Marktzinsniveaus. Die für die Gebäudefi nanzierung 
aufgenommenen Kredite sind langfristiger Natur und festver-
zinslich.

29. Sonstiges
Die Voraussetzungen gemäß § 292a HGB für die Befreiung der 
LPKF Laser & Electronics AG von der Erstellung eines Konzern-
jahresabschlusses nach deutschen Rechnungslegungsnormen 
sind erfüllt. Der Konzernabschluss steht entsprechend der Aus-
legung gemäß DRS 1 des Deutschen Rechnungslegung Stan-
dards Committee insbesondere im Einklang mit der Richtlinie 
der Europäischen Union zur Konzernrechnungslegung (Richt-
linie 83/349/EWG). Dabei haben sich insbesondere folgende 
von deutschen handelsrechtlichen Vorschriften ab weichende 
Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden 
ergeben:
- Aktivierung von Entwicklungskosten
- Bilanzierung der Wandelschuldverschreibung zum Barwert
- Aktivierung von latenten Steuern auf Verlustvorträge, sofern 

damit zu rechnen ist, dass sie genutzt werden können
- Erfolgsneutrale Behandlung der bei Eigenkapitaltransaktio-

nen anfallenden Kosten 
- Wertpapiere und Devisenverkaufsoptionen werden mit ihrem 

beizulegenden Zeitwert bilanziert, auch wenn dieser die An-
schaffungskosten übersteigt.

  Die Befreiung von Pfl ichten zur Aufstellung eines handels-
rechtlichen Konzernabschlusses ist für die LPKF Laser & Elec-
tronics AG somit gegeben.

Als Vorstände der Gesellschaft sind bestellt:
- Dipl.-Ing. Bernd Hackmann, Vorsitzender

- Aufsichtsratsvorsitzender Laserquipment AG, Erlangen, ab 
  1. Januar 2004

- Dipl.-Ing. Dr. Jörg Kickelhain 
- bis 29. Februar 2004
- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Laserquip-
  ment AG, Erlangen, bis 29. Februar 2004

- Dipl.-Wirt.-Ing. Christoph Wiese 
- bis 30. September 2004

- Dipl. Ing. Bernd Lange
- ab 18. November 2004, Aufsichtsratsmitglied Laserquip-
  ment AG, Erlangen, ab 1. März 2004

  Die Vergütung des Vorstands erfolgt leistungsorientiert und 
setzt sich aus einem Fixum und variablen erfolgsbezogenen 
Gehaltsbestandteilen zusammen.

  Im Geschäftsjahr 2004 bezog der Vorstand ein Fixum von 
insgesamt T€insgesamt T€insgesamt T  406 (Vorjahr: T€ 406 (Vorjahr: T€ 406 (Vorjahr: T  445). 

  Die erfolgsbezogene Komponente orientiert sich für das 
Geschäftsjahr 2004 jeweils am EBT des Konzerns und wirkt 
erst, wenn mindestens ein Netto-Jahresüberschuss von € 1,0 
Mio. erzielt wurde. Eine nachträgliche Änderung der Erfolgs-
ziele ist ausgeschlossen. Die absolute Höhe der erfolgsbezo-
genen Gehaltsbestandteile für das Geschäftsjahr 2004 wird 
im Rahmen der Aufstellung des Konzernabschlusses der LPKF 
Laser & Electronics AG ermittelt. Aufgrund der Ergebnissituati-
on wurden für das Geschäftsjahr 2003 keine variablen Vergü-
tungen gezahlt.

  Darüber hinaus wurden dem Vorstand als Gehaltskomponen-
ten mit langfristiger Anreizwirkung im Geschäftsjahr 2004 
12.000 Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionspro-
gramms 2001 gewährt. 
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  Die folgende Übersicht zeigt den Optionsbestand der ein-
zelnen Vorstandsmitglieder:

  Der innere Wert der am Stichtag aktiven Vorstandsmitglie-
dern im Geschäftsjahr 2004 gewährten Optionen beträgt am 
31. Dezember 2004 T€31. Dezember 2004 T€31. Dezember 2004 T  0. Der innere Wert aller vom Vorstand 
gehaltenen Optionen beläuft sich ebenfalls auf T€gehaltenen Optionen beläuft sich ebenfalls auf T€gehaltenen Optionen beläuft sich ebenfalls auf T  0. 

  Im Geschäftsjahr 2004 ausgeschiedene Vorstandsmitglie-
der halten folgende Optionsbestände:

  Ab dem 1. Januar 2004 ist die Vergütung des Aufsichtsrats 
der LPKF Laser & Electronics AG auf den fi xen Gesamtbetrag 
von T€von T€von T  135 p.a. festgesetzt und enthält darüber hinaus eine 
variable Komponente, die sich an einer gezahlten Dividende für 
das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr orientiert. Für das 
Geschäftsjahr 2003 wurde keine variable Vergütung gewährt.

Aufsichtsratsmitglieder sind:
- Bernd Hildebrandt, Vorsitzender

- Kaufmann
- Aufsichtsratsvorsitzender LPKF Laser & Elektronika d.o.o., 
  Kranj/Slowenien
- Aufsichtsratsmitglied Laserquipment AG, Erlangen 
  (ab 1. Januar 2004)

- Klaus Sülter, stellvertretender Vorsitzender
- Generalbevollmächtigter Cura Consult GmbH
- Aufsichtsratsmitglied LPKF Laser & Elektronika d.o.o., 
  Kranj/Slowenien
- Aufsichtsratmitglied Bankverein Werther AG, Werther

- Dr. Heino Büsching
- Rechtsanwalt und Steuerberater 
- Aufsichtsratsmitglied Solara AG, Hamburg

30. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Mit Wirkung zum 1. Februar 2005 hat der Konzern die Stencil-
fertigung in Nordamerika durch eine Veräußerung der entspre-
chenden Vermögenswerte der A-Laser Inc. verkauft.

Garbsen, den 14. März 2005
LPKF Laser & Electronics AG

gez. Bernd Hackmanngez. Bernd Hackmann gez. Bernd Lange

Anteile der Organmitglieder

190.000

500

874.250

808.800

30.06.04

190.000

500

874.250

808.800

190.000

500

874.250

808.800

190.000

500

874.250

808.800

Vorstand

Bernd Hackmann

Bernd Lange

Aufsichtsrat

Bernd Hildebrandt

Klaus Sülter

31.03.04 31.12.0430.09.04

  Zum 31. Dezember 2004 wurden von Vorstandsmitgliedern 
190.500 (285.650) Aktien gehalten, deren Verteilung sich wie 
folgt darstellt:

Optionsbestand der einzelnen Vorstandsmitglieder

24.800

1.156

30.06.04

24.800

1.156

24.800

1.156

12.800

1.156

Bernd Hackmann

Bernd Lange

31.03.04 31.12.0430.09.04

Optionsbestand 2004 ausgeschiedener Vorstandsmitglieder

9.600

0

30.06.04

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

Dr. Jörg Kickelhain

Christoph Wiese

31.03.04 31.12.0430.09.04
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Bestätigungsvermerk des Konzernabschlussprüfers

Wir haben den Konzernabschluss der LPKF Laser & Elec-
tronics AG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung, Eigenkapital ver än de rungs rechnung, Kapitalfl ussrech-
nung und Anhang, für das Geschäfts jahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2004 geprüft. Aufstellung und Inhalt des Kon-
zernabschlusses nach den Inter national Financial Reporting 
Standards des IASB (IFRS) liegen in der Verant wortung des 
Vorstands der Gesell schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung zu beurteilen, 
ob der Konzernabschluss den IFRS entspricht.

  Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach den deut-
schen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirt schafts prüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungs  mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der 
Konzernabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Nachweise für die Wertansätze und Angaben im 
Konzernabschluss auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung beinhaltet die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Konzernabschlusses. Wir sind der Auf fassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beur-
teilung bildet.

  Nach unserer Überzeugung vermittelt der Konzernabschluss 
in Übereinstimmung mit den IFRS ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns sowie der Zahlungs ströme des Ge-
schäftsjahres.

  Unsere Prüfung, die sich auch auf den vom Vorstand auf-
gestellten Konzern lagebericht für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2004 erstreckt hat, hat zu keinen 
Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung gibt der 
Konzernlagebericht zusammen mit den übrigen Angaben des 
Konzernabschlusses insgesamt eine zutreffende Vorstellung 
von der Lage des Konzerns und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar. Außerdem bestätigen wir, dass 
der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 die Voraus-
setzungen für eine Befreiung der Gesellschaft von der Aufstel-
lung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts nach 
deutschem Recht erfüllen.

Hannover, 14. März 2005
PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

T. Stieve Dr. M. Schellhorn
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Jahresabschluss der LPKF Laser & Electronics AG

31.12.2004 31.12.2003

Bilanz Aktiva
in T€in T€in T

84

0

84

3.376

660

596

0

4.632

3.441

972

2

4.415

9.131

4.402

2.544

663

7.609

2.755

1.217

340

4.312

145

1.402

1.547

3.090

16.558

34

25.723

63

0

63

3.547

603

668

133

4.951

3.335

1.008

2

4.345

9.359

3.989

2.641

702

7.332

3.916

1.504

463

5.883

0

1.015

1.015

2.869

17.099

35

26.493

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

  Software

  Nutzungsrechte

Sachanlagen

  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

  Technische Anlagen und Maschinen

  Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

  Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Finanzanlagen

  Anteile an verbundenen Unternehmen

  Ausleihungen an verbundene Unternehmen

  Beteiligungen

Umlaufvermögen

Vorräte

  Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe

  Fertige Erzeugnisse und Waren

  Geleistete Anzahlungen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

  Forderungen gegen verbundene Unternehmen

  Sonstige Vermögensgegenstände

   davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: T€davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: T€davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: T  185 (Vorjahr: T€ 185 (Vorjahr: T€ 185 (Vorjahr: T  162)

Wertpapiere

  Eigene Anteile

  Sonstige Wertpapiere

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Rechnungsabgrenzungsposten

Total Aktiva
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31.12.2004 31.12.2003

Bilanz Passiva
in T€in T€in T

10.648

4.568

145

3.855

4.000

1.122

325

1.447

20.663

229

399

763

1.391

114

1.999

207

378

557

414

3.669

25.723

10.648

4.568

0

0

0

4.800

641

5.441

20.657

257

108

583

948

175

2.333

338

281

1.324

437

4.888

26.493

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital (bedingtes Kapital T€Gezeichnetes Kapital (bedingtes Kapital T€Gezeichnetes Kapital (bedingtes Kapital T  952 [Vorjahr: T€ 952 [Vorjahr: T€ 952 [Vorjahr: T  952])

Kapitalrücklage

Gewinnrücklagen

  Rücklagen für eigene Anteile

  Andere Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

  Gewinnvortrag

  Jahresüberschuss

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen

Steuerrückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Anleihen, davon konvertibel: T€Anleihen, davon konvertibel: T€Anleihen, davon konvertibel: T  114 (Vorjahr: T€ 114 (Vorjahr: T€ 114 (Vorjahr: T  175)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Erhaltene Anzahlungen 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Sonstige Verbindlichkeiten

  davon aus Steuern T€davon aus Steuern T€davon aus Steuern T  92 (Vorjahr: T€ 92 (Vorjahr: T€ 92 (Vorjahr: T  78)

  davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T  128 (Vorjahr: T€ 128 (Vorjahr: T€ 128 (Vorjahr: T  117)

Total Passiva
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2004 2003

Gewinn- und Verlustrechnung
in T€in T€in T

19.726

-97

85

1.037

20.751

8.075

4.567

847

651

5.159

19.299

138

34

197

652

142

1.027

688

14

325

5.122

145

145

4.000

1.447

17.951

749

218

792

19.710

7.698

4.657

884

669

4.627

18.535

232

55

140

302

166

1.134

468

25

641

4.800

0

0

0

5.441

Umsatzerlöse

Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Andere aktivierte Eigenleistungen

Sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

  davon für Altersversorgung: T€davon für Altersversorgung: T€davon für Altersversorgung: T  59 (Vorjahr: T€ 59 (Vorjahr: T€ 59 (Vorjahr: T  72)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

An Organgesellschaft weiterbelastete Gewerbesteuerumlage

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

davon aus verbundenen Unternehmen: T€davon aus verbundenen Unternehmen: T€davon aus verbundenen Unternehmen: T  44 (Vorjahr: T€ 44 (Vorjahr: T€ 44 (Vorjahr: T  69)

Abschreibungen auf Finanzanlagen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Sonstige Steuern

Jahresüberschuss

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen

Einstellung in Gewinnrücklagen

In die Rücklage für eigene Anteile

In andere Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn



Überblickim
Zahlen & Fakten

Die LPKF Laser & Electronics AG in Garbsen bei Hannover 
produziert Anlagen und Geräte für Elektronikentwicklung 
und -fertigung. Sie ist weltweiter Marktführer für Laser-
anlagen zur Herstellung von Lotpastenschablonen und für 
umweltfreundliche Lösungen zum Rapid PCB Prototyping 
von Leiterplatten. Von Beginn an setzte LPKF auf Innovati-
on und höchste Produktqualität.

1976

1980

1984

1989

1991

1993

1996

1998

2000

2001

2002

2003

2004

Gründung LPKF und Einführung der ersten 
Prototyping-Systeme

Zweigstellengründung USA

Einführung eines Prototyping-Komplettsystems 
inkl. CAD-Programm

Einstieg in Lasertechnik und Lasermaterialbear-
beitung

Neues Firmengebäude in Garbsen

Erster StencilLaser

Erste Entwicklungsprojekte zur Laserstrukturierung 
von Schaltungsträgern

Umwandlung in eine AG und Börsengang

Niederlassung in China

Erste Laseranlagen für die Leiterplattenproduktion

Ausbau des Dienstleistungssektors

Erste Produktionsanlagen für Sensoren nach dem 
LPKF-LDP-Verfahren

Start der Serienfertigung nach dem LPKF-LDS-Ver-
fahren

Umsatz (in Mio. )

EBIT

Cash-Flow

Investitionen in Sachanlagen und 

immaterielle Vermögenswerte

Gewinn je Aktie (in ), verwässert

Umsatz nach Regionen (in Mio. )

Inland

Übriges Europa

Nordamerika

Asien

Sonstige

Umsatz Produkte (in Mio. )

Laser

Rapid PCB Prototyping

Dienstleistungen

Sonstiges

Mitarbeiter

25,2

1,73

2,9

1,4

0,09

5,1

5,6

4,8

8,8

0,9

13,0

9,8

1,0

1,4

223

25,3

1,44

3,2

2,0

0,06

6,2

4,9

6,8

7,1

0,3

13,7

9,4

1,6

0,6

219

2004 2003 2002

Konzernzahlen im Überblick

22,7

1,30

3,1

1,1

0,07

5,6

4,1

6,8

5,9

0,3

12,3

9,1

1,0

0,3

200
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Aufl age
1.800 Deutsch
1.600 Englisch

3D-MID
Dreidimensional spritzgegossener Schaltungsträger mit aufge-
brachter Leiterbildstruktur (MID: Molded Interconnect Device).

Dotierung
Behandlung eines Kunststoffs mit speziellen Wirksubstanzen. 

Flip-Chip-Technologie 
Ein nackter Chip wird kopfüber auf ein Substrat (z.B. eine 
Leiterplatte) montiert. Die Verbindung zwischen beiden wird 
über Bumps (s. Wafer Bumping) realisiert. Nach dem Löten 
und Testen des Flip-Chips wird ein Harz aufgetragen und aus-
gehärtet. Dieses dient als Gehäuse.

Fräsbohrplotter
Gerät zur mechanischen Strukturierung von Leiterplatten im 
Rahmen des Rapid PCB Prototyping.

LDP-Verfahren
Eine dünne Metallschicht wird von einem Kunststoff mittels 
Laserstrahl abgetragen, um feinste Leiterbildstrukturen zu 
erzeugen. 

LDS-Verfahren
(LDS: Laser Direkt Strukturierung) Ein spezielles laserbasiertes 
Herstellungsverfahren von MIDs. Durch Laserstrukturierung  
der Oberfl äche eines Kunststoffs, der mit speziellen Wirk-
substanzen behandelt wurde, werden Metallatome freigelegt. 
Diese dienen der anschließenden Metallisierung und damit 
dem Aufbau einer Leiterbildstruktur. 

Lotpastendruck 
Strukturiertes Aufdrucken einer Lotpaste in Form von kleinen 
Depots auf einer Leiterplatte, einem Package oder einem 
Wafer.

Packaging 
Das Packaging (Electronic Packaging) beschreibt den Prozess 
der Verkapselung  von elektronischen Komponenten (z.B. Tran-
sistoren) oder Halbleiterschaltungen (z.B. Chips) in einem 
Gehäuse zum Schutz vor mechanischer und chemischer Be-
schädigung.  

Rapid PCB Prototyping
Verfahren zur Herstellung von Prototyp-Leiterplatten im eige-
nen Labor.

Rolle-zu-Rolle-Verfahren
Ähnlich einer Filmrolle wird ein metallisiertes Kunststoffband 
an einem Laserstrahl vorbeigeführt und mittels LDP-Verfahren 
strukturiert. 

Stencil 
Eine dünne Metallfolie aus Edelstahl, in die mit Hilfe eines 
Lasers (StencilLaser) feine hochpräzise Öffnungen für den 
Lotpastendruck geschnitten werden.  

StencilLaser 
Lasersystem zum Schneiden von feinen hochpräzisen Öffnun-
gen in eine Schablone für den Lotpastendruck (Stencil).

Stenciltechnologie
Eine Methode, um Lotpastendepots unter Anwendung einer 
Schablone (Stencil) auf eine Leiterplatte, ein Package oder 
einen Wafer (Wafer Bumping) aufzudrucken. 

Wafer Bumping
Das Wafer Bumping beschreibt ein Verfahren, um einen Wafer 
(Silizium-Scheibe mit integrierten Schaltkreisen) mit speziellen 
Lotdepots (Bumps) zu versehen. 

Wafer Level Packaging (WLP) 
Beim Wafer Level Packaging sind die Größe des Schaltkreisge-
häuses (Package) und die Größe des Chips annähernd gleich. 
Hierdurch kann ein solches Gehäuse verkleinert werden, was 
zu einer weiteren Miniaturisierung elektronischer Geräte führt.

Glossar der Fachbegriffe
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